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摘 要 

AI 技術快速發展與美中競爭白熱化，使高階晶片成為國家

安全與地緣政治競爭的核心資產。戰後多邊出口管制體系從冷

戰時期圍堵蘇聯的 CoCom，演變為蘇聯解體後聚焦防擴散的瓦

聖納協議，然而後者的制度設計如共識決要求及成員利益衝突，

在 AI 與半導體技術快速變革的時代逐漸失靈。正值美國以國家

安全為由復行單邊主義出口管制，且新多邊架構之倡議也面臨

侷限之際，本文深入分析從 CoCom 到瓦聖納協議乃至於美國單
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邊措施對多邊體系之影響，並從我國半導體供應鏈關鍵角色出

發，重思民主友盟協調管制政策之取徑，試圖初探地緣政治變革

下的跨國合作取徑。 

 

關鍵詞：半導體、晶片戰爭、中美對抗、出口管制、AI 治理 
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壹、前言 

近年來，人工智慧 (artificial intelligence; AI) 迅速發展與美中

競爭白熱化的脈絡下，半導體產業的全球供應鏈呈現前所未有的雙

重特徵。其一，AI 訓練與推論所需高效能運算力需求爆發，使高階

晶片之戰略性重要性急遽提升  (Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD], 2025: 8)；其二，從 COVID-

19 疫情造成供應鏈斷鏈、俄烏戰爭等事件，以及貿易相互依賴的武

器化 (weaponization) 與地緣政治緊張交互影響，凸顯出半導體供

應鏈的結構脆弱性 (Haramboure et al., 2023: 8-10)。AI 訓練與推

論對先進晶片的需求，特別集中於高階圖形處理器 (graphics pro-

cessing unit; GPU)、高頻寬記憶體 (high bandwidth memory; HBM) 

與先進封裝，再加上製造先進晶片之深紫外光微影 (deep ultravio-

let lithography; DUV) 與極紫外光微影 (extreme ultraviolet litho-

graphy; EUV) 設備、光阻劑等特殊化學品，均匯集在臺灣、南韓、

荷蘭、日本等「關鍵節點」(chokepoint，或稱扼喉點) 國家，地緣

政治變遷因而直接衝擊供應鏈配置與全球產業競爭  (Liu & Lin, 

2025: 751)。 

與此同時，晶片民族主義興起、數位轉型政策驅動、各國產業

經濟重組等因素，半導體之軍民兩用性 (dual-use nature) 使其被視

為國家安全與地緣政治競爭的核心資產  (一般性的討論，請見

Bogdanova & Wang, 2023; Ghori, 2023; Semiconductor Industry 

Association [SIA], 2025; C.-H. Wu, 2025)。各國多運用貿易規則、

強化出口管制，以限制關鍵製程設備與先進晶片跨境流動；其中，

美國扮演核心角色，其以單邊措施試圖挑戰並重塑國際經濟秩序，

更驅動友盟國家採取措施並以其出口管制之域外效力直接管制如

台積電、三星 (Samsung)、艾司摩爾 (ASML) 等半導體節點公司。



394 歐美研究 

因此，既有的全球供應鏈面臨重組壓力，過去依循效率與比較利益

邏輯所建立的跨國分工模式，逐漸轉為以韌性、安全與同盟為核心

的新經濟安排。 

在這樣新經濟安排中，臺灣扮演不可或缺的角色，尤其台積電

不僅掌握先進製程幾近獨佔的領導地位，其先進封裝產能亦因應 AI

晶片需求急遽擴張 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Com-

pany [TSMC], 2025: 4)。臺灣居於半導體供應鏈的重要位置，使其

成為美中技術競爭、出口管制角力與友盟國供應鏈重組的關鍵節

點。此關鍵節點地位，亦凸顯了單一生產地集中度過高所帶來的系

統性風險，以及所謂「矽盾」的利基與挑戰 (J. Wu, 2024)。各國在

由 AI 驅動的產業重組改造過程中，既依賴臺灣的製造技術與產能，

更試圖透過政策工具降低對臺灣的單一依賴，這使得臺灣在新的 AI

與晶片霸權競逐之中，既是關鍵供應者，亦是戰略博弈的焦點 

(Khan, 2025)。 

自 2018 年美中貿易戰以來，美國頻繁調整其軍民兩用貨品與

技術項目 (items，下稱「項目」) 之出口管制體系，強化對新興與

基礎技術之管控 (Sutter & Casey, 2022)，美國商務部工業暨安全

局 (Bureau of Industry and Security; BIS) 主要動用商品管制清單 

(Commerce Control List; CCL) 及實體清單 (Entity List) 進行管制，

前者以清單模式建立針對兩用貨品與技術項目之許可證制度，1 後

者則針對具合理理由相信其曾參與、有重大風險正在參與或將會參

與違反美國國安與外交利益之活動的實體，施加額外限制，2 並新

增外國直接產品規則 (Foreign Direct Product Rules，簡稱 FDP 規

 
1 15 C.F.R. §§ 738.1, 774.1. 
2 15 C.F.R. § 744.16; § 744 Supp. No. 4. 
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則) 擴大其管制適用範圍。3 拜登政府更延續並強化了前任政府對

中國高科技出口的限制，分別於 2022 年 10 月 7 日 (Bureau of 

Industry and Security [BIS], 2022)、4 2023 年 10 月 17 日 (BIS, 

2023)、5 2024 年 12 月 (BIS, 2024c) 6 發布暫行最終規則 (Interim 

Final Rule) (Carey, 2013)，7 依序將先進運算半導體晶片、半導體

製造設備、半導體設計與製造軟體工具8 及 HBM 等關鍵軍民兩用

技術，納入出口管制條例  (Export Administration Regulations; 

EAR) 管制清單 (Benson, 2023; Skadden, Arps, Slate, Meagher & 

Flom LLP, 2023)。9 美國強調其管制係針對中國利用先進晶片與超

 
3 15 C.F.R. §§ 734.3, 734.4, 734.9; § 744.11; § 772.1. 
4  Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and 

Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; 

Entity List Modification, 87 Fed. Reg. 62,186 (Oct. 13, 2022); Revisions to the 

Unverified List; Clarifications to Activities and Criteria That May Lead to Additions to 

the Entity List, 87 Fed. Reg. 61,971 (Oct. 13, 2022). 
5 Export Controls on Semiconductor Manufacturing Items, 88 Fed. Reg. 73,424 (Oct. 25, 

2023); Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing 

Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Updates and Corrections, 88 Fed. 

Reg. 73,458 (Oct. 25, 2023). 
6  Foreign-Produced Direct Product Rule Additions, and Refinements to Controls for 

Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items, 89 Fed. Reg. 96,790 

(Dec. 5, 2024); Additions and Modifications to the Entity List; Removals from the 

Validated End-User (VEU) Program, 89 Fed. Reg. 96,830 (Dec. 5, 2024). 
7 BIS 發布暫行最終規則，即其認為有充分理由，在未事前發布擬議規則制定通知 

(Notice of Proposed Rulemaking) 情況下，逕行發布立即生效的最終規則，但仍提供

規則發布後的公眾意見表達機會。若公眾意見使機關認為規則需要修改，則機關可再

發布根據意見修正的新最終規則。 
8 例如，「電子設計自動化」(Electronic Design Automation; EDA)，係指專門用於設計

半導體晶片的軟體工具，涵蓋：電路設計、版圖設計、模擬驗證、自動化佈線等工序。 
9 這些規則具三大重點：(1) 擴大出口管制分類號碼 (Export Control Classification 

Number; ECCN) 清單，例如修正 3A090/4A090 分類之技術參數，以擴大適用至更多

半導體產品；(2) 首次具體納入與 AI 模型訓練、推理直接相關的 HBM 晶片；(3) 設
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級運算提升 AI 軍事及監控能力而設，明確將 AI 應用納入國家安全

考量範疇 (BIS, 2022; Henshall, 2023)。而 2025 年拜登政府末期所

提出的新規則中，不僅嚴格管控 HBM 晶片，亦納入「封閉性 AI 模

型權重」(closed model weights)，依據其運算能力設置管制門檻，

要求全球須事前申報與許可 (Hogan Lovells Cadwalader, 2025)。 

面對以美國為首的技術封鎖壓力，中俄兩國近年來加強了在高

科技與軍事領域的協作，力求在雙邊及多邊框架下實現互補，提升

各自戰略能力。中國長期推行的「軍民融合」(military-civil fusion) 

政策，進一步將策略主軸推向 AI 軍事化，由民間企業與高等教育

部門等非傳統軍事供應商投入 AI 軍事研發，包括無人機、演算法、

自動化作戰平臺等項目 (Chin, 2025)，可能為中國軍事現代化帶來

極大優勢 (McFaul et al., 2025)。俄烏戰爭以來，中俄兩國的安全

合作更趨緊密，在新興國防科技領域加強協作，包括 5G 通訊、衛

星導航與太空技術、核能與高超音速武器、量子技術、人工智慧等

具有軍民兩用潛力的先進科技 (von Essen, 2025)。中俄兩國更於

2021 年共同決定延長 2001 年簽署的中俄睦鄰友好合作條約 

(China-Russia Treaty of Good Neighborliness and Friendly Co-

operation)，促成更緊密結盟，具重要地緣政治意涵  (“Xi, Putin 

Announce,” 2021; Zhang, 2023: 113-114)。2022 年 1 月，中國、

俄羅斯、伊朗三國於阿曼灣舉行聯合海上軍演 (“China, Iran, Russia 

Hold,” 2022)，而俄羅斯與北韓於 2024 年 6 月簽訂互助防衛條約 

(McCurry & Roth, 2024)，這些聯合行動隱含未來軍事聯盟的形成 

(Zhang, 2023)。此外，中俄兩國透過金磚國家與上海合作組織 

(Shanghai Cooperation Organization) 平臺，倡議脫離對西方技術

 
計「小院高牆」(small yard, high fence) 策略，透過外國直接產品規則管制擴展影響範

圍，使管制具域外延伸性。 
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依賴、推動聯合研發、國際資安共同規範與反恐網路安全情報分享

體 系  (Rácz & Hrytsenko, 2025; Soong, 2025; United States 

Institute of Peace, 2024)。此一反西方陣營的共同行動，尤以 2025

年 9 月 3 日中共閱兵典禮為盛，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin)、

北韓領導人金正恩  (Kim Jong Un) 親自出席並傳達合作意願 

(Roche, 2025; Woo & Chu, 2025)。10 

因應種種新興威脅，全球競爭賽場上已浮現一種「新國家安全」

(new national security) 概念 (Heath, 2020: 1024)，將傳統國家安

全範圍擴張涵蓋經濟安全與科技安全等面向，亦即跳脫舊有限於軍

事威脅來源、國與國衝突之實踐，而將經濟產業政策、關鍵供應鏈

韌性，乃至 AI 科技創新與技術壟斷策略皆納入所謂「安全」之範

疇。換言之，各國在此地緣政治動盪與快速變遷的局勢下，逐步將

經濟政策與科技政策安全化 (securitization) (Buzan et al., 1998: 

23-32; Henckels, 2024: 116-117)。此政策趨勢以美國為首，並於川

普政府第二任期內將對中國之科技圍堵及經濟脫鉤戰術，擴大至以

保護美國產業經濟為名、針對世界上幾近所有國家的「對等關稅」

手段 (Broadwater & Sanger, 2025; Campbell & Sullivan, 2025)。

歐盟亦於 2023 年提出歐洲經濟安全戰略  (European Economic 

Security Strategy)，明確將關鍵原物料、半導體與數位基礎建設納入

國安範疇 (EUR-Lex, 2023)。日本與南韓亦在美國出口管制政策驅

動下，強化供應鏈韌性與技術自主，如日本於 2022 年推出的經濟

安全促進法 (Economic Security Promotion Act; ESPA) 即係透過

立法確立新的產業政策、進行必要組織調整  (Armstrong et al., 

2025: 266)。澳洲與加拿大則加強對中國投資之國安審查力道，以

 
10 與此同時，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 於此次閱兵前夕造訪天津，於上海合作

組織峰會與中國領導人見面晤談，被視為印太另一大國操作國際權力平衡的謀略。 
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保護關鍵礦物與能源供應 (例請見 Fildes, 2024; McAllister et al., 

2023) ， 如加 拿 大公 共 安全 部於 2025 年發 布 敏感 技 術清 單 

(Sensitive Technology List)，作為外資審查與出口管制之政策指引 

(Government of Canada, n.d.)。 

在國家安全、經濟安全與科技安全三軸交錯的關鍵地帶，尤以

半導體之出口管制為爭論核心。而國際層次上的出口管制多邊合作

體系已有數十年實踐歷史，自戰後美蘇對抗的冷戰時期起，即有針

對 蘇 聯 為 首 等 共 產 國 家 的 多 邊 出 口 管 制 聯 合 協 調 委 員 會 

(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls; 

CoCom) 之建立，到蘇聯解體、冷戰結束後改以更廣泛軍民兩用技

術為對象的瓦聖納協議 (Wassenaar Arrangement)，多邊出口管制

合作的制度設計均沿著不同時期的地緣政治調整，體現了在集體安

全與經貿互賴間的困難平衡。然而，今日美國已逐步跳脫多邊框架，

以單邊與 (某程度) 夥伴化的管制措施來應對快速演變的美中科技

競爭。美國一方面採取單邊措施並施壓友盟協調行動，以期在短期

內迅速圍堵中國 AI 科技與軍事發展；然其同時也意識到，過於複

雜、變動過高或碎片化的規範在中長期造成的執法困境，以及單向

施壓友盟協調的極限。拜登政府期間，美國曾試圖與友盟建立小型

的新合作體系，以緩解前述問題，如在 AUKUS 聯盟，由於英澳兩

國之出口管制制度與美國保持一致，美國國務院於 2024 年發布規

則，對於三國間大多數國際武器貿易條例 (International Traffic in 

Arms Regulations) 下之防務與兩用技術管制項目，免除出口許可，

以加快 AI、量子技術、電子戰等軍用高階科技研發與部署 (請參見

Christianson et al., 2023)。11 此外，由美日韓臺組成之晶片四方聯

 
11 Export Control Revisions for Australia, United Kingdom, United States (AUKUS) 

Enhanced Trilateral Security Partnership, 89 Fed. Reg. 28594 (Apr. 19, 2024) (to be 



全球 AI治理的半導體出口管制問題 399 
 

盟 (CHIP 4 Alliance)，亦在晶片出口與供應鏈安全方面進行密切交

流；晶片四方聯盟雖非正式組織，但其合作效果有潛力成為關鍵節

點的小多邊管制平臺，協助美國與友盟共同鞏固先進晶片與半導體

製程設備並在出口管制執法上緊密協作  (Benson et al., 2023; 

Kannan & Feldgoise, 2022; Naik, 2025)。但在川普政府第二任期，

此類與友盟的積極合作取徑相對不受重視，未來半導體出口管制的

規範形貌如何，有待進一步評估。 

本文循前述國家安全、科技安全與經濟安全之交錯問題，分析

在地緣政治背景變遷下的出口管制制度如何演進、質變，並基此探

討未來在美國單邊措施強力影響下的半導體出口管制，將如何發

展、有何挑戰。首先，本文第二部分沿戰後多邊出口管制體系脈絡，

詳述 CoCom 至瓦聖納協議之制度創立及運作情形，並從其機制特

性、成員國屬性、政治經濟影響等因素探討既有多邊出口管制體系

之衰弱。第三部分，則說明美國近年積極採取的單邊出口管制措施、

其強大的域外效力，並闡明此單邊取徑的極限。第四部分回歸美中

科技與經濟競爭下關鍵半導體出口管制之未來路徑，評估美國持續

性單邊取徑、回歸或改造既有多邊體系、或建立新協議深化合作等

可能模式與挑戰。最後，第五部分以前述分析為基礎，扼要探討臺

灣在此地緣政治牽動的技術管制潮流中如何自處、如何找到以臺灣

為核心的全球觀點來維護自身最佳利益，並為結論。 

 

 
codified at 15 C.F.R. Pt. 734, 738, 740, 742, 743, 744, 754, 758, 772, 774). AUKUS

的第二支柱 (Pillar II) 聚焦於新興軍事科技合作，包括人工智慧與自主系統、量子感

測、網路作戰、高超音速武器及反制、電子戰與水下無人載具等領域；相較於核動力

潛艦的長期建設 (Pillar I)，第二支柱目標於短中期內迅速提升三國的聯合作戰能力

與技術優勢，並可能吸納日本、加拿大等盟友參與。 
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貳、戰後多邊出口管制體系之脈絡、制度與侷限 

一、冷戰時期 CoCom 體系： 

以圍堵蘇聯與共產國家軍事擴張為重心 

二戰後蘇聯擴張與美蘇對抗的冷戰勢態下，由美國、比利時、

法國、義大利、盧森堡、荷蘭及英國等七國於 1949 年創立 CoCom，

以緊密協調合作來監控並限制共產陣營取得戰略性貨品與技術，後

擴展至 17個成員國，包括大多數北大西洋公約組織 (North Atlantic 

Treaty Organization，簡稱北約) 國家、日本及澳洲 (Lipson, 1999: 

33, 36)，12 其運作與冷戰時期美蘇兩大集團對立的國際安全背景密

切相關 (一般性的討論，請見 Dursht, 1997; Lipson, 1999; Zhang, 

2023)。儘管未言明實施出口管制之具體對象，但專家均有共識其軍

事與技術防堵標的即為蘇聯及其陣營之共產國家，包括中國與東歐

等華沙公約組織國家  (Office of Technology Assessment, 1979: 

154; C.-H. Wu, 2021: 125-126)，13 因此 CoCom 亦被稱為「北約

的經濟工具」(economic arm of NATO) (例請見 Henshaw, 1993)。 

CoCom 採取機密運作方式，於美國駐巴黎大使館內成立小型

秘書處，由成員國常任代表每週出席會議，負責審查一般性管制事

務與出口例外申請 (Cupitt & Grillot, 1997: 364; Dursht, 1997: 

1097)。CoCom 宗旨在使成員國就戰略性管制標準達成一致、制定

 
12 北約國家中，冰島未加入 CoCom；奧地利、瑞士則作為中立國，與 CoCom 保持合

作關係；西班牙於 1982 年加入北約後加入 CoCom。 
13 值得注意的是，在一九五○年代初期，CoCom 框架下成立了名為 China Committee 

(CHINCOM) 的工作小組，以在韓戰時期對中國及北韓實施相較於對蘇聯更嚴格的

差異化出口管制；該差異化管制約於 1957 年前後取消，CHINCOM 隨之不再作為

獨立實體運作。 
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詳細的禁運項目清單，並協調執行機制以確保禁運有效實施 

(Dursht, 1997: 1079)，不過成員國仍對於其國內出口管制政策之認

定、許可、監管與執行等環節保有裁量權，成員國集體須付出相當

努力協商共識。CoCom 之核心架構由三項戰略管制清單構成：「國

際軍品清單」(International Munitions List)、「國際原子能清單」

(International Atomic Energy List)，以及「國際工業清單」(Inter-

national Industrial List)，前兩者在成員國間較無爭議，國際工業清

單則因涵蓋兩用貨品及技術，即民用性質但具有軍用之可能性而受

管制之特定項目，成員國容易在「兩用」之定義解讀，以及此工業

清單所涵蓋之兩用項目確切所指範圍問題上產生歧異  (Dursht, 

1997: 1098; Hiestand, 1995: 682; Oettinger, 1994: 567; Plousadis, 

1983: 568)。CoCom 協議每三至四年進行一次清單檢討 (Henshaw, 

1993)，14 該程序中可提出新增、修改或刪除清單項目的原始提案 

(original proposals)、對案 (counter proposals) 或修正提案，新增

或 刪 除 清單 項 目 皆 須 獲 得 全 體 共識 決  (Dursht, 1997: 1101; 

Plousadis, 1983: 568)。新增清單項目的標準包括其是否屬於武器或

其生產設備、是否包含具有軍事重要性的獨特技術，以及是否對共

產國家就軍事潛力而言為供應稀缺的物資 (Plousadis, 1983: 568-

569)。一旦列入清單項目，欲准許該項目出口至共產陣營之成員國

必須向 CoCom 提出豁免申請 (exception request)，並遞送予各成

員國代表，亦須經全體共識決通過，才得以豁免。質言之，CoCom

由此建立了一種出口管制的事前通知機制 (Lipson, 1999: 38)。規

定要求在 18 天內對申請做出決定，並設有二週的寬限期，經所有

 
14 在 CoCom 發展後期，檢討程序不限於定期舉行，而是持續接受提案，1991 年更提

出核心清單 (core list)，大幅縮減原有的技術項目。 
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代表討論後，發出確定准駁之諮詢意見 (advisory opinion) 予申請

國 (Plousadis, 1983: 569)。 

雖然冷戰期間係基於高度共識決緊密合作，但 CoCom 實際上

屬非正式的合作制度而非條約體系，違反 CoCom 的出口管制協議

並不構成國際法之違反 (Cupitt & Grillot, 1997: 361-362; Dursht, 

1997: 1100; Lipson, 1999: 36; Oettinger, 1994: 560)。因此，成員

國為自願性遵循 (不具法律拘束力而依賴政治約束力)，雖基本上承

諾「將」(will)15 按照 CoCom 清單內容制定其國內之出口管制清

單，但仍可能依照自身利益選擇如何解釋兩用項目的管制範圍 

(Dursht, 1997: 1100)。因此，CoCom 先期能順利運作，實仰賴美

國強力主導，以及當時的地緣政治現實所驅動。美國在冷戰時期的

經濟領導地位，使其僅須與少數工業出口國家合作，即能達到避免

蘇聯陣營取得特定貨品與技術之效果 (Plousadis, 1983: 568-569)，

美國更運用 1951 年相互防禦協助管制法 (Mutual Defense Assis-

tance Act，亦稱 Battle Act 或巴特爾法案) 作為施壓工具，針對向

共產國家出口戰略物資之國家限制援助 (567)。16 不過，隨著戰後

其他西方國家及日本經濟復甦、科技與工業發展，這些工具的有效

性逐漸降低 (576)。17 

 
15 值得特別留意：“will” 在此是刻意選用的政治承諾用字，反映協議不具法律拘束力但

依賴高度政治約束力的現實情況，故採用 will 來表示「各國承諾將如此做」的涵義。 
16 22 U.S.C. §§ 1611-13d (1964). 其之後被 1979 年出口管理法取代。Export Adminis-

tration Act of 1979, 50 U.S.C. app. § 2416(e) (1976 & Supp. III 1979). 
17 另關於 Battle Act 的有效性，論者指出其並非盟國遵循美國所要求出口管制之主要壓

力來源，由於針對一些小型國家的過度經濟施壓，可能使其倒向共產陣營，所以美國

仍以基本限度的共識來協調 CoCom，與此同時，Battle Act 所設立的執行官負擔與其

他 CoCom 國協調之責任，並每年發布相關協調成果報告，進而使美國的多邊參與正

式化 (請參考 Berman & Garson, 1967: 836-838)。 
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鑑於 CoCom 的共識決基礎，單一成員否決權 (single member 

veto power) 成為制度關鍵，倘有任何成員國基於避免增強敵對國

軍事潛力，或偏好維持現狀而表示反對，則所有成員國皆不得進行

該項目出口 (Dursht, 1997: 1101)。在冷戰前期的 20 年間，美國憑

藉經濟霸權地位與戰略性貿易 (Mastanduno, 1988: 121-122)，在

多數成員國仰賴其領導之下，主導性地運用否決權，鞏固了 CoCom

多邊協調出口管制的一致性與有效性 (Dursht, 1997: 1101)，並協

調 CoCom 成員國採行確保技術轉運限制之內國執行方式。18 惟於

CoCom 運作後期，諸多議題使得成員國對於 CoCom 之有效性產

生質疑，例如，經濟發展致 CoCom 以外國家已有特定產品製造技

術，除無法有效封堵兩用項目禁運，亦影響 CoCom 成員國之自由

貿易 (Webster, 1983: 123)，且不同成員國之國內執行法仍有差異，

造成執行寬嚴程度不公平之異聲 (125)，再者，CoCom 運作之隱蔽

性造成體系行政效率低，成員國間之執行程度亦不易調和，且開始

發現 CoCom 追蹤科技進展之能力有限，成員國之間意見分歧亦可

能造成程序上有守舊傾向 (127)，種種因素皆驅使 CoCom 須面對

革新或隨著時代退場 (137)。 

CoCom 順利運作的時代具備特殊條件，如美國的經濟領導霸

權地位、當時的產業及科技集中於少數國家，以及冷戰之敵我界線

脈絡明確。蘇聯於 1991 年解體，冷戰正式結束，時值全球經濟競

爭加劇、技術與供應鏈轉移，上述條件產生了反轉性的質變，俄羅

 
18 CoCom 最初於 1951 年 5 月同意建立 IC/DV 制度 (Import Certificate / Delivery 

Verification)，1952 年 2 月 24 日，美國商務部 (United States Department of Com-

merce) 宣布一項規定：對特定戰略物資出口至 CoCom 成員國時，必須始終附有「進

口證明書」(Import Certificate)，在特定情況下還須提供「抵達證明書」(Delivery 

Verification) (請參見 Office of the Historian, 1952)。 
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斯與一眾前共產國家走向自由市場經濟，開始融入國際體系；而此

刻西方經濟體如法國，亦不希望維持由美國宰制的多邊出口管制體

系，為維護自身利益而倡議建立一更開放包容的新多邊體系，同時，

當代建構主義所代表的規範共識擴散亦成為解散 CoCom 促進因素

之一 (Lipson, 1999: 45)。1993 年 11 月的 CoCom 高層級會議中，

各成員國同意解散已運作超過 40 年的 CoCom，並於 1994 年 3 月

正式退場 (Dursht, 1997: 1083-1085)。 

二、蘇聯解體後新興出口管制需求： 

瓦聖納協議取代 CoCom 

冷戰結束不代表武器與兩用貨品之擴散對各國或國際所帶來

的安全威脅已然消逝，而無限制地出口常規武器與敏感技術亦會帶

來危險後果，如伊拉克藉一九八○年代逐漸放鬆的 CoCom 國際管

制與執行漏洞大幅擴張軍備，而成為波灣戰爭重大威脅  (Dursht, 

1997: 1104-1105; Hiestand, 1995: 700-701)。19 為處理這些在全

球化脈絡下仍存在但「更加不直接、模糊且相對分散」的安全威脅，

以美國為首的成員國在決定讓 CoCom 退場前，未來仍須透過特定

機制、一定程度繼續協調傳統武器與軍民兩用貨品之管制，但該機

制需能容納更多元的成員利益，以期使各國能在競爭激烈的全球市

場中維護本國商業利益的同時，亦能夠合理對充滿不確定性的安全

威脅進行最低限度的管控  (Davis, 1996: 76-77; Dursht, 1997: 

1087, 1105-1106)。因此，美國主導創立一個聚焦於防止擴散 

(nonproliferation) 的多邊出口管制機制來取代 CoCom，當時暫以

 
19 此係因當時的雷根 (Ronald Reagan) 政府一度將伊拉克視為可協助制衡伊朗的同盟，

因此使伊拉克能夠透過當時無效的協調框架與薄弱的執行機制，從美國與其他

CoCom 成員國手中 (如法國、西德與英國) 取得許多兩用技術。 
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「新論壇」(New Forum) 為名 (Lipson, 1999: 33)，後於 1996 年

5 月正式透過瓦聖納協議作為新的出口管制協調機制  (Casey, 

2023: 19)。 

瓦聖納協議補充並強化既有大規模毀滅性武器及其運載系統

之管制 (Beck & Jones, 2019: 57)，20 其核心目標乃是透過「促進

透明度」與「更高的轉讓責任」以防止不穩定的軍備積累，藉以促

成區域與國際的安全與穩定性 (Wassenaar Arrangement Secretari-

at, 2019b: 4)。21 作為冷戰末期之產物，相對於 CoCom，瓦聖納協

議採取較開放的成員制度，任何國家只要符合一定條件並獲現有成

員之共識即可加入。22 而為更能夠對模糊的新型威脅進行回應，瓦

聖納協議亦明確指出其「並非針對任何區域或集團之國家」(Dursht, 

1997: 1109)。23 因此，與 CoCom 不同，瓦聖納協議具有更多的成

 
20 當時國際間已有為防止不同類型之大規模毀滅性武器擴散的非正式多邊出口管制建

置，包含針對飛彈與飛彈科技的「飛彈科技管制建制」(Missile Technology Control 

Regime)、針對核子武器的「核供應國集團」(Nuclear Suppliers Group)，以及針對化

學與生化武器的「澳洲集團」(Australia Group)。這些非正式機制 (包含瓦聖納協議)，

主要目的乃是為輔助既有的多邊武器管制與不擴散條約，包含：1968 年的不擴散核

武器條約 (Nuclear Nonproliferation Treaty)、1972 年的生物武器條約 (Biological 

Weapons Convention) 和 1993年的化學武器條約 (Chemical Weapons Convention)。 
21 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § I.1. 
22 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § VIII & App. 4. 瓦聖納協議附件 4 列出

在考量欲參與國家之資格時應考量的因素：(1) 是否為武器或工業設備 (industrial 

equipment) 生產或出口國；(2) 其內國出口管制是否有將瓦聖納協議的管制清單納入

參考；(3) 是否遵守主要的多邊防止擴散制度與公約；(4) 其遵守全面有效出口管制

的能力 (Its adherence to fully effective export controls) (請見Wassenaar Arrangement 

Secretariat, 2019b: 8, 14)。 
23 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § I.4. 儘管在創始文件中無指名任何對象，

在美國的強力主張下，參與成員係達成共識認為四流氓國家 (伊朗、伊拉克、利比亞

與北韓) 行為已產生嚴重疑慮，因此有義務去阻止這些國家基於軍事最終用途取得武

器與敏感兩用項目 (請見 Wassenaar Arrangement Secretariat, 2019b: 4)。 
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員國，其在創立時即有 33 個成員國，除原 CoCom 成員國外，亦涵

括前蘇聯或華沙公約組織的國家如俄羅斯、羅馬尼亞、匈牙利、捷

克等國，目前具有 42 個成員國 (Casey, 2023: 21)。24 

瓦聖納協議採取管制清單制度 (control-list approach)，主要分

為「管制軍品清單」(Munitions List，下稱「軍品清單」) 與「軍商

兩用貨品及技術出口管制清單」(List of Dual-Use Goods and Tech-

nologies，下稱「兩用清單」) (Wassenaar Arrangement Secretariat, 

2024)，25 協議中所有決定皆須經全體成員的共識決，並交由各國

自行執行 (2019b: 5, 8)。26 鑑於協議主要目的乃是促進對管制清單

所涵蓋武器、貨品與技術的自願性資訊分享與協調，儘管允許成員

國在決定是否允許受管制項目的申請上有完全的自主權，協議則設

下相關之資訊交換要求 (7-8)，27 包含要求成員國應就否決特定項

 
24 創始的 33 個國家除原為 CoCom 成員國的澳洲、比利時、德國、加拿大、丹麥、法

國、希臘、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、土耳其、英國與

美國，亦包含阿根廷、奧地利、保加利亞、捷克、芬蘭、匈牙利、愛爾蘭、南韓、紐

西蘭、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、瑞典、瑞士、烏克蘭等國 (請見 Wassenaar 

Arrangement Secretariat, 2023: 124)。 
25 「軍品清單」係包含八大類武器：作戰坦克、裝甲作戰車 (armored combat vehicles; 

ACVs)、大口徑火砲、軍用飛行器／無人飛行載具、軍事與攻擊直升機、戰艦、導彈

或導彈系統、小型與輕武器。「兩用清單」則依據項目的敏感程度分為「基本清單」

(Basic List)、「敏感清單」(Sensitive List) 與「特別敏感清單」(Very Sensitive List)。

「特別敏感清單」則涵括成員同意施以特別警戒之項目。而在評估一項目是否要納入

兩用清單進行管制時，則須將以下與管制有效性相關之事項納入考量，包含：(1) 該

項目可否從成員以外之國家取得；(2) 成員有效管制該項目出口的能力；(3) 能否為

管制項目設下明確且客觀的規格說明；以及 (4) 是否已受到其他框架的管制 (請見

Wassenaar Arrangement Secretariat, 2019a, 2019b: 7)。 
26 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § II.3 & § VII.4. 
27 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § IV-VI. 
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目出口至非瓦聖納成員國家之許可於事後通知其他成員國 (7)。28 

整體運作上，瓦聖納協議亦相較於 CoCom 較為透明，包含有公開

創始文件、更明確地指出將相關軍品與兩用貨品與技術納入管制清

單的標準，並列出相關指引與最佳實踐等作為，協助外界對其運作

情況進行檢視 (2019b: 4, 2019c, 2024)。最後，與 CoCom 相同，

作為仰賴成員間的自願性政治承諾進行運作，而非以有法拘束力的

國際條約為基礎之軟性框架，成員國若未遵守瓦聖納協議亦不構成

對國際法的違反 (Dursht, 1997: 1110)。 

值得注意者為，不論是 CoCom、瓦聖納協議或是其他既有的

多邊出口管制框架，臺灣皆非正式的參與國家，但其仍持續透過單

方遵守的方式維持與國際出口管制規範的一致性。其中，美國在臺

灣出口管制制度的現代化上扮演重要角色。例如，美國在台協會 

(American Institute in Taiwan; AIT) 與當時的「北美事務協調委員

會」(現更名為臺灣美國事務委員會) 於 1990 年簽署保護戰略性貨

品及技術資料貿易瞭解備忘錄  (Memorandum of Understanding 

[MoU] Between the American Institute in Taiwan and the 

Coordination Council for North American Affairs on the Protection 

of Trade in Strategic Commodities and Technical Data)，使臺灣在

後續根據 CoCom 的原則，於 1993 年通過貿易法並建立戰略性高

科技貨品出口 (strategic high-tech commodities) 管制制度 (立法

 
28 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § V. 針對兩用清單所涵蓋的一般項目，成

員國將會就其否決出口到非瓦聖納成員國之決定，以每年二次的頻率向其他成員國進

行通知；而若涉及「敏感清單」與「特別敏感清單」所涵蓋之項目，除定期通知義務

外，認為應就該否決決定，儘早且即時地向其他成員國進行通知，成員國則同意在個

案否決決定作成後，應「最好在 30 日內、最遲不得超過 60 日內」向所有成員國進行

通知。 
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院，2012; American Institute in Taiwan [AIT], 1990)。29 後續面對

CoCom 停止運作並由瓦聖納協議承接多邊出口管制工作的國際發

展，美國亦持續透過與臺灣的非官方交流，促使臺灣自行配合將管

制清單轉換成瓦聖納協議管制清單，並將其他國際出口管制組織清

單一同納入管制框架 (立法院，2012; AIT, 1990)。30 因此，儘管

非正式參與國，我國的出口管制制度仍在很大程度上依循上述國際

出口管制組織的規定，並持續跟進更新。 

三、瓦聖納協議在地緣政治變局與中美科技競爭下的

困境 

儘管涵蓋成員國廣泛並聚焦資訊交換為基礎的多邊出口管制

協調機制，瓦聖納協議的有效性自其建立以來常受質疑  (例請見

Dursht, 1997: 1112-1114)。31 而現今 AI 迅速發展、網路資工安全

問題、中美科技競爭與俄烏戰爭等地緣政治變遷，對瓦聖納協議更

造成新的運作困境。 

若與前身 CoCom 比較，可發現瓦聖納協議僅有出口例外的事

後通知要求，而欠缺 CoCom 的出口申請例外的事前審查機制，使

 
29 基於 CoCom 原則，該備忘錄提出應建立與有效實施以下保護措施：作成管制項目清

單、採行進口證明書／抵達證明書、禁止未經授權之再出口、管制最終用途／最終使

用者、事前許可／運送後檢查與過境／保稅規範。而由 1993 年貿易法第 13 條建立、

1995 年正式實施的戰略性高科技貨品出口管制制度，則要求 CoCom 清單列管之貨

品出口均須事先申請許可。 
30 Id. 由經濟部訂定的貿易法施行細則與貨品輸出管理辦法，則分別擴大了貿易法第 6

條規定之「國際條約或協定」的定義，以納入臺灣已參加或雖未參加而為一般國家承

諾共同遵守之國際多邊組織所簽之公約或協定，與授權經濟部貿易局 (現為經濟部國

際貿易署，下稱國貿署) 就貿易法規定之「貨品」彙編受限制之輸出貨品表。請參見

貿易法施行細則第 5 條規定。 
31 See, e.g., S. Rep. No. 107-10, at 20 (2001). 
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成員國無法就其他成員國已自行判斷例外處理的出口申請進行否

決 (Casey, 2023: 20)。同時，其亦未如 CoCom 具有正式的「不損

害」(no-undercut) 規則，禁止成員國對於先前其他成員國已就特定

產品之出口申請進行否決之類似案件進行批准 (20)，而僅要求若近

三年內有成員國已否決一項本質相同的轉讓交易，其他國家若批准

本質相同之案件，則應事後向所有成員國進行通知  (Wassenaar 

Arrangement Secretariat, 2019b: 5)，32 惟論者係指出僅有事後之通

知與資訊交流要求 (而未有如事前通報與最終使用者查核等條款)，

使瓦聖納協議缺乏足夠的約束力 (Dursht, 1997: 1113)。另一方面

如前述，瓦聖納協議在決策上需取得全體共識，而其相較 CoCom

係涵括更多國家，其中則包含國安與外交利益彼此係相衝突的國家 

(如美俄)，也因此更容易導致僵局的產生，使機制執行更為不易 

(Casey, 2023: 21; Dursht, 1997: 1113)。 

瓦聖納協議制度設計上的弱點，在俄烏戰爭爆發後變得更為切

實，俄羅斯作為成員國，能夠利用共識決機制阻擋協議作成任何可

能會對其造成不利的決定，使協議要在具有地緣政治意義之議題上

取得共識幾乎不可能 (Feldstein & Brauer, 2024; Reinsch, 2023)。

退步而言，就算無俄羅斯的阻擋，瓦聖納協議機制在 AI、半導體、

量子電腦等兩用技術變革極度快速的時代，亦無法快速對技術革新

做出回應 (Reinsch, 2023)。協議每年增加管制項目之機會僅有一

次，且亦須經所有國家之共識決，則就算是在有利的條件下，要將

新項目加入管制清單可能會耗時長達三年的時間，此緩慢的應對速

度則使出口管制上容易出現管制漏洞，而大幅削弱協議的有效性 

(Gehrke & Ringhof, 2023: 14; Reinsch, 2023)。 

 
32 Wassenaar Arrangement, Initial Elements, § II.4. 瓦聖納協議要求該成員國於作成決

定後，應「最好在 30 日內、最遲不得超過 60 日內」向所有成員國進行通知。 
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瓦聖納協議在機制設計上具有的缺陷，使其無法實質發揮有效

協調各國出口管制措施的作用，有出口管制需求之國家則開始繞過

此既有的多邊協調框架，開始逐漸轉向利用其他多邊、雙邊乃至單

邊機制進行出口管制。如在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家則於瓦

聖納協議框架外協調出口管制措施，對許多俄羅斯先進武器製造與

運作關鍵的半導體產品進行限制 (Shivakumar et al., 2023)。另一方

面，面對中國在技術發展領域上的強勢追擊，美國已無法如同於

CoCom 運作前中期一般，主導既有多邊出口管制框架以對中國進

行強力圍堵，則因此開始在近年頻繁以維護國安為名，運用其在半

導體供應鏈上具有的主導性地位及具有域外效力的內國法，單方面

對先進半導體與 AI 產品施加嚴格的出口管制 (Malkin & He, 2024: 

678; Shang, 2024: 547)，期望嘗試藉此壓制中國在半導體上的技術

能力，並盡可能擴大與中國之間的技術差距  (例請見 Allen & 

Goldston, 2025; White House, 2022)。 

參、美國單邊出口管制：「美國優先」的新規範

形塑對多邊體系之挑戰 

一、美國單邊措施對出口管制的重新形塑 

(一) 川普政府第一任期 2018年出口管制改革法與 

商務部管制措施 

鑒於多邊出口管制框架之運作效果不彰甚至失靈，自美中貿易

戰開打以來，美國不斷透過單方修正其軍民兩用出口管制體系，強

化對新興與基礎技術 (如 AI 或半導體) 的管控 (Sutter & Casey, 

2022: 1)。此與川普政府在 2017 年以後，不斷將經濟政策與國家安

全進行連結的做法相一致，同年 12 月所發布之《國家安全戰略》
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(National Security Strategy) 當中則點出「經濟安全就是國家安全」

(White House, 2017: 17)。 33  2018 年通過之出口管制改革法 

(Export Control Reform Act of 2018; ECRA) 亦循此脈絡，即明白

指出美國的國家安全則繫諸其在科學、技術、工程與製造上具有的

領先地位，34 基此授予總統與行政機關廣泛對軍民兩用物品相關技

術進行出口管制的廣泛權力 (Kerr & Casey, 2021: 1)。35 此類管制

主要由商務部轄下 BIS 利用 EAR，從技術特徵、目的地、最終使用

者與最 終用 途四項 因素 對兩用 項目 進行管 制  (BIS Office of 

Exporter Services, 2018: 2)。36 

EAR 管制項目涵蓋貨品、技術與軟體三大類型，而其所管制的

「出口」行為亦將「對美國境內的外國人以發布或其他方式轉讓技

術或原始碼」此「視為出口」(deemed export) 的概念納入管制，故

並不限於項目實際運輸或傳輸至美國境外之情況。37 同時，美國亦

利用其企業在半導體供應鏈最上游之半導體製造設備及電子設計

自動化 (Electronic Design Automation; EDA) 軟體上的主導地位，

透過 EAR 下的 FDP 規則，對含有一定比例之美國原產商品項目的

「外國製貨品」或為特定美國軟體或技術之「外國直接產品」的「再

出口」行為進行管制。38 基此，美國即利用其具有強大管制權力與

龐大域外效力的出口管制規範，從貨品、技術乃至人才的流動面向

嚴加管控，全力阻止中國取得得以發展其半導體實力的相關晶片、

 
33 原文 “economic security is national security”，強調二者的緊密關聯。 
34 50 U.S.C. § 4811(3). ECRA 係取代 1979 年所頒布的出口管理法 (Export Adminis-

tration Act of 1979) (Kerr & Casey, 2021: 1)。 
35 50 U.S.C. § 4817(b). 
36 15 C.F.R. § 730.1. 
37 15 C.F.R. § 772.1. 
38 15 C.F.R. §§ 734.3, 734.4, 734.9, 772.1 (2024). 
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設備、技術與人才。2019 年 5 月，BIS 首先將華為 (Huawei) 與其

關係企業加入實體清單中，惟面對華為與其關係企業仍能持續取得

美國軟體與技術進行晶片設計的困境，BIS 則於 2020 年 8 月修改

FDP 規則，要求使用特定美國技術或軟體的外國企業產品等必須取

得許可始得出口給華為等企業 (Bown, 2020b: 379)。39 後續亦將中

芯國際積體電路製造有限公司 (Semiconductor Manufacturing In-

ternational Corporation; SMIC) 等其他中國企業納入實體清單，40 

重創中國企業取得先進晶片的能力。 

(二) 拜登政府的管制升級： 

商務部規則擴張與「AI擴散框架」層級化管制 

拜登政府亦延續前任政府對中所採取的強硬政策，尤其從 2022

年開始不斷擴張並加強對半導體技術的出口管制。相較於川普第一

任期在出口管制措施上多針對特定中國實體的作法，拜登政府則明

顯將出口管制策略升級為針對「整個中國國家層級」(Danzman, 

2025: 310-311)，目標乃是使美國能夠「保有對全球半導體技術供

 
39 Addition of Huawei Non-U.S. Affiliates to the Entity List, the Removal of Temporary 

General License, and Amendments to General Prohibition Three (Foreign-Produced 

Direct Product Rule), 85 Fed. Reg. 51,596 (Aug. 20, 2020); 15 C.F.R. §§ 734.9(e)(1), 

744.1. BIS 於實體清單中新增註腳 1 (footnote 1) 規則，規定符合以下條件之一的項

目，必須於出口給註腳 1 所涵蓋實體 (即華為) 時，向 BIS 申請許可：(1) 外國製產

品若屬受 EAR 管制之美國技術或軟體的直接產品，或 (2) 製造工廠的全部或主要部

分本是特定美國原產技術或軟體之直接產品。而在 FDP 規則未修正前，原則上僅在

商品管制清單中所列之項目 (items) 係基於國家安全原因而進行管制時 (D:1 類型)，

才有該規則之適用 (Klein, 2020)。15 C.F.R. § 734.9(b). 
40 Addition of Entities to the Entity List, Revision of Entry on the Entity List, and 

Removal of Entities from the Entity List, 85 Fed. Reg. 83,416 (Dec. 22, 2020). 
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應鏈中所謂『扼喉點』技術的掌控」(Allen, 2022: 2)。41 2022 年 10

月 7 日，為限制中國取得能被用於製造先進軍事系統 (包含大規模

毀滅性武器)、精準軍事決策與規劃，及自動化武器、侵害人權之大

規模監控等能力，BIS 發布暫行最終規則，對先進計算半導體晶片、

最終用途為超級電腦之交易等施加額外的出口管制限制，並新增

FDP 規則以就特定半導體製造設備，及最終用途為特定積體電路 

(integrated circuit; IC) 的交易採取額外管制 (BIS, 2022)。42 本次

修正亦納入人才流動的限制，限制美國公民不得在未取得許可之情

況下，協助中國特定半導體製造設施進行開發或生產 IC 活動 (BIS, 

2022)。43 2023 年 10 月 17 日，BIS 又進一步收緊對於先進晶片與

半導體設備之管制。44 2024 年 9 月 5 日，BIS 則將出口管制的範

 
41 論者亦指出在拜登政府任內，BIS 頒布了 167 項規則，在數量上遠比川普第一任期發

布之規則多出一百多項，其中多數乃是與平衡「快速發展的技術」、「國安疑慮」與

「美國重要產業長期的競爭力」相關的安全法規 (相關說明請參考 Danzman, 2025: 

312)。 
42 Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and 

Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; 

Entity List Modification, 87 Fed. Reg. 62,186 (Oct. 13, 2022); Revisions to the 

Unverified List; Clarifications to Activities and Criteria That May Lead to Additions to 

the Entity List, 87 Fed. Reg. 61,971 (Oct. 13, 2022). 
43 Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and 

Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; 

Entity List Modification, 87 Fed. Reg. 62,186 (Oct. 13, 2022); Revisions to the 

Unverified List; Clarifications to Activities and Criteria That May Lead to Additions to 

the Entity List, 87 Fed. Reg. 61,971 (Oct. 13, 2022). 
44 Export Controls on Semiconductor Manufacturing Items, 88 Fed. Reg. 73,424 (Oct. 

25, 2023); Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced 

Computing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Updates and 

Corrections, 88 Fed. Reg. 73,458 (Oct. 25, 2023)；在此次管制中 BIS 係大幅將原先

僅針對中國所採取的管制措施進行擴張，在針對半導體設備的管制上，其即將 FDP

規則擴張適用到遭美國列為武器禁運國家 (D:5 類型) 的 21 個國家上；在先進晶片
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圍擴大至量子計算、先進半導體製造設備、環繞式閘極場效電晶體 

(gate all-around field-effect transistor; GAAFET) (BIS, 2024a, 

2024b)。2024 年 12 月 2 日，BIS 又提出新一輪管制，對 24 項半

導體製造設備、三項用於開發或製造之半導體之軟體工具、HBM 及

電子電腦輔助設計 (electronic computer aided design) 與技術電腦

輔助設計 (technology computer aided design) 的出口施加更嚴格

之限制，並增修 FDP 規則以削弱中國製造先進節點半導體的能力 

(2024c)。45 

拜登政府更於卸任前 2025 年 1 月 15 日提出「AI 擴散框架」

(AI Diffusion Framework)，其中相較於先前多主要針對武器禁運國

家 (如中國)，並要求中東、中亞與越南等國時須以個案方式申請許

可之管制方式，此框架擴張對先進晶片的管制，對於特定 AI 晶片

設下全球性的出口許可要求，同時亦將最先進之封閉性 AI 模型權

重 (closed AI model weights) 的出口納入管制。46 惟在擴大限制的

同時，該框架亦設下了三層級的管制框架，藉以對 AI 晶片的銷售

與先進模型權重在各國的儲存量進行管控  (Phillips-Robins & 

Winter-Levy, 2025a)。 

 
的管制上，則更擴張而對所有武器禁運國家，以及美國基於國家安全理由 (D:1 類型) 

與針對飛彈技術 (D:4 類型) 施加出口管制的國家進行管制。 
45 Foreign-Produced Direct Product Rule Additions, and Refinements to Controls for 

Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items, 89 Fed. Reg. 96,790 

(Dec. 5, 2024); Additions and Modifications to the Entity List; Removals from the 

Validated End-User (VEU) Program, 89 Fed. Reg. 96,830 (Dec. 5, 2024). 
46 針對以超過 1026浮點運算次數 (floating-point operations per second; FLOP) 進行訓

練的模型進行管制 (惟目前亦尚未有任何公開已知的模型達到該標準)，同時亦明確

排除對可公開近用模型 (即開放權重模型) 的管制 (Heim, 2025: 2, 6)。Framework 

for Artificial Intelligence Diffusion, 90 Fed. Reg. 4544 (Jan. 15, 2025). 
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第一層級為美國的 18 個關鍵同盟夥伴國，包含五眼聯盟 (Five 

Eyes; FVEY) 國家、在 AI 價值鏈中扮演關鍵角色的夥伴國，及與美

關係緊密的北約盟國等，此類國家在近用受管制的美國晶片與模型

權重時原則上不受限制。47 全球大部分的國家則會落入第二層級，

將會面臨計算力進口總量之限制，除非這些計算力係被儲存在可信

任且安全的環境。48 第三層級則為遭美國列為武器禁運國家者 (如

中國、俄羅斯與北韓)，其將不得進口相關晶片與模型權重。此外，

該框架亦利用並擴張 2024 年 9 月管制措施所提出的資料中心認證

終端用戶 (validated end user; VEU) 計畫，為第一與第二層級國家

的企業分別提出兩類型的 VEU 許可。49 然而，為使研究工作與小

 
47 此 18 個國家分別為：澳洲、加拿大、紐西蘭、英國、日本、荷蘭、南韓、臺灣、比

利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、挪威、西班牙、瑞典，及愛爾蘭 (Heim, 

2025: 2)。 
48 在未取得企業未取得相關資料中心認證終端用戶計畫的情況下，2027 年底前第二層

級國家最多可進口等同於 50,000 個 H100 晶片的計算力。Framework for Artificial 

Intelligence Diffusion, 90 Fed. Reg. 4544 (Jan. 15, 2025). 
49 若第一層級的企業欲於第二層級的國家進行業務擴張，則可藉由取得通用型經認證終

端用戶 (Universal Validated End User; UVEU) 的概括授權，在遵守相對直觀的安全

要求的情況下，於其第二層級國家的資料中心中使用美國晶片。而第二層級的企業則

得依照其欲部署資料中心的國家個別申請國家型經認證終端用戶  (National Vali-

dated End User; NVEU)，在符合 BIS 所設下的一定實體與網路安全要求，以及做出

以不違反人權的方式使用晶片之保證等條件下取得許可。該企業在取得 NVEU 後，

得在不用額外取得授權的情況下，於特定第一或第二層級國家建造資料中心。惟須特

別留意，儘管企業透過上述 UVEU 與 NVEU 所進口到第二層級國家的晶片並不會被

算入前述第二層級國家的進口總量限額中，框架亦設有相當限制。首先，儘管第一層

級國家的企業得透過 UVEU 的概括授權在第二層級企業部署晶片，框架則要求該企

業須將受管制先進晶片的至少 75% 保留在美國與第一層級國家內，且不得在單一第

二層級國家部署超過其所擁有受管制晶片總量 7% 的晶片數量，若為美國企業則更

需將受管制先進晶片的至少 50% 保留在美國境內。而相較於對 UVEU 企業所設之相

對部署限制，取得 NVEU 的第二層級國家之企業將會面臨計算力部署上的絕對限制，
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規模商業活動能夠如常進行，該框架亦設下低處理效能 (low pro-

cessing performance) 的許可證豁免類型，允許少量購買晶片的訂

單不需要申請許可。50 

(三) 川普政府第二任期「美國 AI行動計畫」之管制定位 

上述框架於川普政府上任後，以其將會扼殺創新、對企業增加

過於繁重的管制負擔，及減損美國與落入第二層級之國家間的外交

關係等理由而遭到撤銷 (BIS, 2025b)。儘管川普政府目前尚未宣布

取代該框架的具體出口管制措施，其在宣布撤銷該框架的同時，亦

發布旨在強化既有晶片出口管制的相關指引文件。51 此外，其於

2025 年 7 月 23 日所發布的「美國 AI 行動計畫」(America’s AI 

Action Plan) 中，亦明確指出驅動全球採用美國的 AI 系統、計算硬

體與標準乃是美國在全球 AI 競賽中取得勝利的關鍵，並要求對半

導體技術施加強力的出口管制，並對既有的出口管制措施的缺口進

行補強並加強執法，阻止中國對相關技術的近用  (White House, 

2025b)。 

美國 AI 行動計畫係透過行政命令推動全面性的「美國 AI 技術

輸出」，並以「可信任之外國夥伴」為合作對象，誘因結構上強調

市場准入、技術移轉與基礎建設投資，長期達到美國主導之 AI 技

 
每一企業到 2027 年底前則可部署最多等同於 30,000 個 H100 的計算力 (相關討論

可見 Heim, 2025: 2; Winter-Levy, 2025)。 
50 即允許集體計算力 (collective computation power) 最多不超過約 1,700 個 Nvidia 

H100 計算力的晶片訂單不需申請出口許可 (White House, 2025a)。 
51 BIS 共計發布三份文件，包含：(1) 針對產業發布指引文件，警告使用中國先進計算

晶片 (包含特定華為昇騰晶片) 所具有的風險；(2) 針對產業發布指引文件，指出美

國企業應如何保護供應鏈不受繞道手段的破壞；以及 (3) 對公眾發布政策說明文件，

指出允許中國 AI 模型在訓練與推論上使用美國 AI 晶片所可能帶來的後果 (BIS, 

2025a, 2025c, 2025d)。 
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術擴散網路。此計畫在成員涵蓋方面，聚焦在「可信任之外國夥伴」

而非特定之半導體關鍵節點國家。此外，AI 行動計畫之合作邏輯以

「由美國技術向外輸出」為核心，以友盟配合為條件，本質上仍偏

向單邊取徑之延伸，僅係將部分管制壓力轉換為合作誘因，未如晶

片四方聯盟或矽盛世倡議平臺般 (詳見後第肆部分之討論) 至少在

形式上有對等參與、共同義務之制度化考量。再者，在合作時點方

面，AI 行動計畫之國際合作多發生於管制措施已然成形之下游階

段 (亦即美方制定規則、盟國決定是否／如何配合)，而非真正的小

多邊機制強調對等參與議程設定、資訊交換與規則協商。綜合而言，

本文所提機制與 AI 行動計畫之差異，可概括理解為美國提供友盟

誘因成為其「技術輸出網絡」助力，相對於建立小多邊平臺由美國

與友盟作為「規範形塑與協調之夥伴」的取徑差異 (詳表 1)。 

 

表 1  CoCom、瓦聖納協議與美國近年單邊措施的出口管制模式比較 

 
CoCom 

(1950-1994) 

瓦聖納協議 

(1996-) 

美國近期 

出口管制實踐 

(2018-) 

管制形式

／取徑 

非正式機制／ 

軟法 

非正式機制／ 

軟法 

美國內國法／ 

硬法 

面臨威脅

的類型／ 

主要針對

國家或集

團 

直接／ 

蘇聯為首的共產集

團 

模糊、間接／ 

原則上無針對之國

家，但參與國係有共

識要阻止四流氓國家 

(伊朗、伊拉克、利比

亞與北韓) 取得管制

項目 

直接／ 

中國 

成員數量 

鼎盛時期為 17 個 

(不包含中國與 

俄羅斯)  

42 個 

(包含俄羅斯、不包含

中國)  

單邊管制 
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主要運作

機制 

事前許可  

(針對特定項目交易，

須全體共識決，形成

單一國家否決權)  

事後通知  

(包括定期資訊交換

及特定其他成員國之

否決項目資訊)  

以美國政府單方

訂出的內國法所

具有域外效力作

為管制基礎 

管制清單

主要涵蓋

項目 

核武相關材料、軍事

用品，及高科技軍民

兩用項目 

軍事用品與軍民兩用

貨品、技術 

(包含軟體)  

主要針對軍民兩

用貨品、技術與

軟體 

修改管制

清單的 

決策方式 

全體共識決 全體共識決 美國單方決定 

透明程度 
不透明程度高，會議

文件皆為機密性 

整體運作與清單公告

方面，較 CoCom 更

為透明 

出口管制措施細

節均於聯邦公報

上公告，事後透

明度上相對充足 

管制考量 

結合不擴散考量、以

軍事戰略為主要導

向的國家安全考量 

結合不擴散考量、以

軍事戰略為主要導向

的國家安全利益 

納入經濟、科技

安全的美國國家

安全利益考量 

資料來源：「管制考量」項目參考自 Whang (2019: 583, 586, 588)，其餘皆由作者 

彙整。 

二、單邊取徑的挑戰與侷限 

(一) 域外效力執法成本與友盟協調困境 

美國採取具高度針對性與封鎖性的單邊出口管制措施，在半導

體產業高度競爭、高度全球化與分工複雜的今日，並非沒有代價，

最直接者乃內國企業將因喪失中國客戶而大幅降低收益，同時亦使

不受 EAR 管制或願意承擔被美國制裁風險的外國競爭者能夠趁機

搶占市場分額，這些企業在收益上的損失將會進一步影響其在未來

研發的投入 (Bown, 2020a: 291-294; Brunel, 2023: 25; Chorzempa 

et al., 2024: 20-21)。美國強力單邊出口管制規範亦可能會使全球半

導體供應鏈的外國廠商，有強烈的經濟誘因在設計下一代產品時儘

可能排除使用原產地為美國的產品，以最小化其在未來進行商業活
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動被美國出口管制規則干預的風險，而加劇美國企業被產業鏈邊緣

化的風險 (Brunel, 2023: 25-26)。 

另一方面，受封鎖性的強力出口管制亦促使中國加快發展自身

半導體實力與自主供應  (Baptista & Yang, 2024; Baums, 2024; 

Bown, 2020a: 290; Malkin & He, 2024: 690-691)，同時亦會不斷

在新的正式管制實施前大量囤貨，或利用第三方白手套公司、境外

公司與空殼公司等繞道方式嘗試規避並降低美國出口管制對其的

影響 (例請見 Huang, 2024)。如中國 AI 企業 DeepSeek 於 2024 年

5 月所釋出的最先進開放權重模型，則被推測乃是使用其於 2022 年

10 月管制生效前所囤積的 Nvidia A100，及非法取得的 Nvidia 

H800 晶片進行訓練 (Allen, 2025: 10; Allen & Goldston, 2025: 2)。

2024 年 10 月，華為亦被指利用中國晶片設計公司廈門算能科技，

使台積電為其製造晶片 (Freifeld & Potkin, 2024)。2025 年報導亦

指出華為 L450 系列筆電乃搭載由台積電所製造的 5 奈米晶片 

(Savov & Wu, 2024)。另外，SMIC 亦被指出其在美國制裁下仍能

取得 DUV 系統並協助華為製造 7 奈米晶片 (Shivakumar et al., 

2024b: 5-6)。上述漏洞與事件皆凸顯美國若希望達成其一開始乃單

方面採取的管制措施的目標，則無可避免需要與占據半導體供應鏈

其他扼喉點的國家，如荷蘭、日本、臺灣與南韓等友盟國家的配合

與合作 (Lin & Liu, 2025)。 

因此，美國在設計其出口管制政策時，需要考量如何「對具有

關鍵國安意義的技術有效進行管制」、「促進美國企業的商業利益」，

與「利用先進晶片等美國 AI 技術吸引其他國家做出更堅實承諾，

並確保美國在前沿 AI 領域所具有的影響力」三目標之間取得平衡 

(一般性的討論，請見 Phillips-Robins & Winter-Levy, 2025a; 

Winter-Levy, 2024)。一方面，美國透過發布頻率越來越密集且繁複



420 歐美研究 

的規則，嘗試精準地就其認為有充分國安疑慮的敏感技術進行封鎖 

(Danzman, 2025: 311)，並即時對走私熱點近用相關技術的能力進

行圍堵，如 2023 年 10 月的管制則針對當時的走私熱點中東與中亞

設下更嚴格的出口許可要求 (Dohmen & Feldgoise, 2023)。上述做

法使本就十分複雜的美國出口管制規範，又再增添上千頁的複雜規

範 (Danzman, 2025: 311)。 

另一方面，美國自 2019 年開始對中國企業積極採取行動以來，

即不斷利用多層次限制手段、施加各式壓力驅動友盟國家對中採取

更積極手段。在國際、外交層次上，美國則頻繁使用單方面施壓、

建立對話的合作機制與締結多邊或複邊協議  (plurilateral agree-

ment) 等方式，推進盟國在此方面的進展。如針對 ASML 的母國荷

蘭，美國則於 2021 年施壓荷蘭要求其限制 ASML 向中國銷售 EUV

設備，2022 年更要求進一步限制 DUV 設備對中的銷售 (例請見

Deutsch et al., 2022)，52 並同時對在製造設備、特用化學品與材料

市場占有主導地位的日本，以及擁有三星與 SK 海力士 (SK Hynix 

Semiconductor) 等全球領導性晶片商的南韓進行施壓 (對日本例

請 見 Gordon, 2022; 對 韓 國 例 請 見 Hawkins & Kim, 2024; 

Trendforce, 2024)。 

此外，美國亦會透過建立合作機制或論壇，加強與盟國間協調

出口管制議題上的交流，如於 2021 年，美國係與歐盟組建美歐貿

易科技委員會 (US-EU Trade and Technology Council，簡稱美歐

TTC) 並透過出口管制議題之工作小組，嘗試對美歐採取的兩用技

術管制取徑與相關執法進行協調 (European Commission, 2021)。

同年，亦提出與日本、韓國與臺灣組建 Chip 4 聯盟的規畫，欲藉此

 
52 在此之前，有報導即指出川普政府從 2019 年即開始遊說荷蘭政府對 ASML 所生產的

尖端 EUV 技術進行有限管制 (相關報導請見 Alper et al., 2020)。 
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機制交換意見並共同確保半導體供應鏈的韌性，包含協調各國出口

管制措施與鼓勵建廠之計畫  (Davis, 2021; Jacobs, 2022: 9)。 53 

2024 年 6 月，美國也攜日韓舉行「美日韓商務與產業部長會議」

(U.S.-Japan-ROK Commerce and Industry Ministerial Meeting)，尋

求深化三國在先進技術的出口管制協調  (U.S. Department of 

Commerce, 2024)。 

(二) 中國反制因素下的合作制度摸索 

除上述兩取徑外，美國亦有透過與友盟達成實質協議的方式，

促使其對中採取更嚴格的管制措施，如在 2023 年 1 月，美則成功

與荷、日兩國簽署協議，使其同意對先進半導體設備對中之銷售採

取更多限制，並在後續持續配合美國調整其出口管制措施。54 惟上

 
53 惟該概念自 2021 年提出至今，目前僅有 2022 年 9 月舉行第一次「美國－東亞半導

體供應鏈韌性工作小組」(Preparatory Meeting of the U.S.-East Asia Semiconductor 

Supply Chain Resiliency Working Group) 預備會議，以及 2023 年 2 月舉辦首次資

深官員視訊會議，尚無實質進展 (相關報導請參考張璦、黃雅詩，2023; 廖禹揚，

2022)。  
54 協議具體內容並未公開，論者指出此可能係為回應日荷兩國對於中國可能會因此採取

報復行動的擔憂，並指出該協議之性質更像是一個非正式協議 (understanding)，兩國

於 2023 年 3 月相繼宣布將會對半導體技術實施新一輪的出口管制措施，荷蘭將會對

DUV 系統進行額外限制，日本則欲收緊對 23 項先進半導體製造設備之管制。而兩國

皆未在其宣布新增出口管制措施時，明確提及係針對中國。荷蘭方稱採取此措施係基

於以下三大理由：(1) 基於避免違反不擴散之目標；(2) 防止在長期產生多餘的策略

依賴性；以及 (3) 維持荷蘭的技術領導地位；而日方則以適當擴大外國交易以及維持

日本與國際社群之安全與和平為由施加該措施 (詳細分析可參 Allen & Benson, 

2023: 1)。2024 年 9 月，美國亦成功說服荷蘭進一步對於 ASML 的兩款能夠用於製

造先進晶片之 DUV 設備進行限制；而日本也在同月，將掃描式電子顯微鏡、量子電

腦與用於設計與製造「環繞閘極場效電晶體」(gate-all-around field effect transistor; 

GAAFET) 架構之技術等 AI 與半導體技術加入其管制清單中，該舉動應可被視為配

合美國同月提出之管制措施所做出之修正 (Government of the Netherlands, 2024; 

Hasegawa et al., 2024)。 
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述國際層次的嘗試至今效果仍十分有限，因要說服盟國在半導體出

口管制上亦對中國採取強硬態度，需要其亦認識到這些管制具有的

國家安全利益，而因此願意承擔採取此類管制所需要承受經濟與政

治上不利益 (Allen & Goldston, 2025: 28)。如儘管美國在近年積極

施壓並成立相關的對話管道，南韓仍鑒於其在貿易與半導體產業上

長期對中國的依賴，55 及害怕遭中國採取報復措施，至今仍未對中

採取更具體的管制措施 (21)。而美國亦需要考量其不斷加嚴的出口

管制措施對其企業所帶來的不利益，以及以「打地鼠」的方式去處

理可能潛在有繞道與濫用風險的國家上所具有的有效性與效率問

題，例如論者指出在拜登政府於 2023 年對中東與中亞增加管制後，

走私活動則自此轉移到東南亞  (如新加坡) 等地 (Phillips-Robins 

& Winter-Levy, 2025a)。為回應此問題，自 2024 年 9 月開始，美

國則透過積極調整其能夠產生廣泛域外效力的內國法，在採取更嚴

格之防堵策略的同時，亦藉由提供採取與美國一致取徑的誘因，「引

導」盟國採取更積極的取徑。如 BIS 於 2024 年 9 月更新管制時，

則將友盟納入新的理念相近國家複邊合作體系中，促進出口管制措

施的調和，使採取與美相當的出口管制措施之國家，若獲認定符合

豁免條件，即不須再提交出口許可證申請 (BIS, 2024a, 2024b)。而

在 2024 年 12 月提出管制中，可能亦因認為南韓並無對中國採取

「相同程度之管制」，BIS 則將 FDP 規則擴張適用到南韓企業具有

 
55 過去 20 年來，中國都是南韓的第一大貿易夥伴。在半導體產業上，中國不僅為其晶

片的主要買主，以記憶晶片為例，於 2022 年南韓有超過 70% 的記憶晶片係出口至

中國與香港，而三星與 SK 海力士亦在中國有大量的製造廠 (相關說明請見 Jung, 

2022; A. Kim, 2023; Mok, 2024)。惟於 2023 年，美國則超越中國成為南韓最大的

出口市場 (Kim & Kim, 2024)。 
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領導地位的半導體製造設備與 HBM 等技術上 (Allen & Goldston, 

2025: 21)。 

拜登政府於卸任前所提出的 AI 擴散框架，更是透過在 AI 出口

管制上的全面性擴張，將出口管制政策轉化為外交工具，藉以換取

他國在地緣政治與技術上的讓步 (Winter-Levy, 2025)。例如該框架

允許第二層級國家以與美國政府達成政府對政府協議的方式，將其

得進口之計算力上限提高一倍，57 並藉由吸引企業申請 VEU 許可，

創造了使外國企業採取美國標準的誘因 (Winter-Levy, 2025)。藉由

AI 擴散框架，拜登政府則嘗試在維持美國管控最先進 AI 系統的同

時，亦能夠有效促進美國企業在境外 AI 產品與服務的發展，該框

架在一方面係確保大部分的商業活動產生過度影響，但同時使最大

型與強大的計算群集與 AI 系統能夠最大程度地留在美國與其關係

緊密的友盟境內 (Winter-Levy, 2025)。 

儘管川普政府撤銷「AI 擴散框架」並揚棄將各國分層以控管擴

散風險的作法，川普政府在「AI 行動計畫」中亦強調為在全球 AI

競賽中取得領先，需要驅動全球採用美國的 AI 系統、計算硬體與

標準，確保盟友不會對於中國的技術有所依賴  (White House, 

2025b: 20)。該份文件同時亦指出美國仍有意願與「理念相近」(like-

minded) 的國家合作，利用其在標準制定領域的地位，以大力提倡

促進創新、反映美國價值與對抗威權影響力的國際 AI 治理取徑 

(20)。而鑒於計算力乃是 AI 開發與部署的基礎，同時亦對模型能力

上限與使用廣泛程度產生影響 (一般性的討論，請見 Sastry et al., 

2024)，美國未來對於最先進 AI 與半導體技術所設下的出口限制決

定，則會直接對各國未來在發展對其國力越來越重要的 AI 與半導

 
57 Framework for Artificial Intelligence Diffusion, 90 Fed. Reg. 4544 (Jan. 15, 2025). 
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體實力的野心與潛力，以及全球 AI 治理發展方向產生重要影響 

(Liu & Lin, 2025: 751)。 

肆、AI與半導體出口管制難題： 

地緣政治變革下的跨國合作取徑初探 

如前述，美國過去幾年頻繁擴大利用其單邊出口管制措施及域

外效力，以對 AI 與半導體等關鍵技術的散佈進行嚴格控管，目標

在短期間壓制中國之 AI 科技與軍事發展。這個針對單一國家強力

運用出口管制等經濟安全工具以遏制對手的作法，似宣告美中正在

轉向某種類型的「新冷戰」(New Cold War) 時代 (例請見 Green, 

2025; Ottinger, 2025; Sanger, 2024: 25-26; U.S. Department of 

State, 2022)。不意外地，已有論者提出回頭採取與在冷戰時期阻止

蘇聯近用相關技術上，扮演重要角色的 CoCom 類似的出口管制合

作機制 (例請見 Bhandari, 2024)，以對新冷戰下的各國出口管制進

行調和。然相比冷戰時期，美國今日在所謂科技競爭的新冷戰時代

下所面對的對手與國際地緣政治環境則更為龐大且複雜，亦即儘管

美中科技競爭的情勢與冷戰時美蘇集團的對壘某程度有相若的霸

權對立形貌，現今國際半導體全球供應鏈高度分工與相互依賴等特

性，則使美國在採取出口管制的策略考量更為複雜，並逐漸出現「經

濟政策安全化」與「戰略政策經濟化」的特徵 (一般性的討論，請

見 Roberts et al., 2019)。 

一、從冷戰雙極對立到半導體多極關鍵節點的 

地緣政治結構 

全球半導體供應鏈的相互依賴性加劇了貿易武器化的影響與

複雜程度 (Farrell & Newman, 2019; Reinsch, 2021)，儘管美國能
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夠藉由控制半導體供應鏈上游的設計、智財與設備提供，試圖強力

封鎖中國取得半導體與 AI 技術的能力，但並無法全面掌握半導體

價值鏈上所有的關鍵節點，此使美國難僅憑單邊管制對中國進行有

效封鎖，即令有域外效力亦須執法協作，透過其他關鍵節點國家 (如

荷、日與臺) 進行合作或施壓來達成目標 (Armstrong et al., 2025: 

267; Lin & Liu, 2025)。此外，相比於冷戰時期的蘇聯僅扶植特定

冠軍產業 (如太空產業) 且在經濟上與西方國家較隔絕的情況，美

國今日的主要對手完全不同：中國長期利用國家、非市場主導的產

業政策使其逐漸躍升成為資訊科技、AI 與半導體等產業的強大創新

者 (Du, 2024; Shivakumar et al., 2025)，並掌握了巨大市場並已深

度嵌入全球供應鏈，使任何對其採取「脫鉤」策略的嘗試，皆會使

國家面臨讓本國企業喪失龐大盈利機會、降低未來研發投入，乃至

遭中國報復等不利後果 (Chorzempa et al., 2024: 20-21)。 

美中對抗或所謂新冷戰所聚焦之 AI 與半導體技術等兩用技術，

亦使過往國家安全較為限縮的概念範圍產生動搖，逐漸擴張與經濟

與科技安全等概念進行結合  (例請見 Medina, 2011: 103-104; 

Morton, 2011: 52-53)。因此，產業政策重新回歸大眾視野，成為脫

鉤策略中重要的一環，許多國家希望藉由發展本土半導體實力，以

降低對敵對國家的供應鏈依賴並維護其國安利益，如美國通過晶片

與科學法 (CHIPS and Science Act; CHIPS Act)，吸引或施壓半導

體製造廠商  (如台積電、三星 ) 至美國境內設廠  (Miller, 2022: 

334)。58 而在美國通過 CHIPS Act 前後，歐盟、南韓、日本與臺灣

等 國 亦 相 繼 公 布 半 導 體 的 補 貼 政 策  ( 一 般 性 的 討 論 ， 請 見

Shivakumar et al., 2024a; Sutter et al., 2023: 6-10, 13)。在此脈絡

 
58 CHIPS and Science Act, Pub. L. No. 117-167, 136 Stat. 1366 (2022). 
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下，產業政策亦遭到武器化，其並非單純旨在強化國家競爭力，而

是被賦予一定的戰略意義——即作為削弱、打擊競爭對手國的一重

要手段 (Mariotti, 2024: 645-647)。各國普遍認識到，AI 與半導體

技術的能力是對其未來國力發展與競爭至關重要者，59 基於此一認

知，許多國家積極鞏固與發展本土半導體實力，將半導體供應鏈的

穩定視為維護其國家安全重要一環。與此同時，涵蓋國家自主演算

法研發、運算與資料基礎建設，乃至高階研發人才培育的「主權 AI」

(sovereign AI) 概念，更逐漸成為各國競逐的新興領域。部分國家進

一步意識到，若持續高度依賴少數掌握核心技術與全球市場的 AI 強

權，將可能在長期創新能力、產業收益與戰略自主性上承受結構性

風險 (Sohn, 2025)，因而嘗試運用其既有的比較優勢，重塑國家在

相關技術體系中的定位，60 致使各國之間圍繞 AI 與半導體治理的

利益折衝愈發複雜。 

相較於冷戰時期美國於 CoCom 與其後瓦聖納協議中所展現的

主導地位與制度效能，現今國際環境已難以複製彼時由美國單一領

導並高度協調盟國行動的治理模式。彼時之國際秩序仍處於二戰後

重建階段，多數國家政策重心在於經濟復甦與產業重建，對美國安

全與經濟架構的依附程度相對較高；今日之國際體系已然不同，美

國的重要盟友透過長期自由貿易與全球化分工累積可觀的經濟實

 
59 「主權 AI」係指國家在 AI 關鍵能力上的自主掌控體系，主要可分為五個層次：能源 

(支撐模型訓練與推論的電力基礎設施)、硬體 (先進半導體與相關供應鏈)、資料 (可

取得並合法運用之高品質資料資源)、模型與演算法 (核心 AI 模型的研發與部署能

力)，以及人才 (AI 研究與工程專才的培育與吸引) (“Can Nvidia Persuade,” 2025; 

Chang, 2025; Lee, 2024)。 
60 各國通常依其既有資源稟賦進行差異化布局，例如，美國強調模型研發與人才聚集，

歐洲側重資料治理與制度設計，東亞國家著重於半導體與算力基礎，而部分資源型或

新興國家則以能源與資本投入補強其 AI 基礎能力 (Sviokla, 2025)。 
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力，部分國家甚至在特定半導體製程、設備或材料環節中掌握關鍵

扼喉點。再加上技術實力與國家安全逐漸緊密結合的趨勢，使得圍

繞高科技能力遏制、半導體供應鏈脫鉤與重組的國際策略，已難以

完全重演冷戰時期由美國單方面主導之模式，而無可避免須仰賴盟

友間的協調、合作與制度性配合。 

面對單邊出口管制措施可能引發的國際情勢緊張與碎片化風

險，國際社會與美國國內部分政策圈逐漸出現要求重振多邊、以規

則為基礎的經貿體系之聲音，戰略暨國際研究中心  (Center for 

Strategic and International Studies; CSIS) 與 布 魯 金 斯 研 究 院 

(Brookings Institution) 等主要智庫即指出，若美國欲在高科技管制

領域維持其政策正當性並降低盟友配合成本，須適度重返多邊規則

框架，或以複邊合作形式協調盟友間的出口管制步調  (Allen & 

Goldston, 2025: 6; Gewirtz, 2024; Svoboda, 2025: 582-583)。美

國眾議院外交事務委員會之民主黨成員亦曾致函商務部長，表達對

多邊出口管制機制弱化之疑慮，其強調維持與盟國協調制衡並維護

多邊制度的重要性，反映部分美國國會成員對規則合作的價值重視 

(Meeks & Lofgren, 2025)。在拜登政府時期，美國已嘗試調整其對

外經貿與科技政策路線，例如透過美歐 TTC 與歐盟在出口管制對

話、投資審查協調與戰略供應鏈多元化等方面構建經貿框架合作 

(U.S.-EU Joint Statement of the Trade and Technology Council, 

2024; White House Council on Supply Chain Resilience, 2024: 

300-301)，同時倡議建立「友岸外包」(friend-shoring) 的盟國供應

鏈合作模式 (Atlantic Council, 2022; Lovely, 2023)，然而，此類作

法更多屬於複邊協調與政治性結盟，距離實質上回歸世界貿易組織 

(World Trade Organization; WTO) 等傳統多邊制度仍存顯著落

差。尤有甚者，隨著 2025 年川普政府展開第二任期，其科技與經
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貿政策呈現進一步強硬化與工具化的趨勢，外界普遍分析，美國更

頻繁動用出口管制、投資審查與產業補貼等單邊或經濟安全工具，

並由總統依據國際緊急經濟權力法  (International Emergency 

Economic Powers Act; IEEPA) 及 232 條款實施多項關稅措施，61

推進對多國貿易協議以換得對美國優惠之交易式協商結果 (Chiacu 

et al., 2025; Hammond & Burkhart, 2025: 3-5)，對中國則意在加

速供應鏈重組與經濟「去風險化」(de-risking)。然而，經 2025 年

10 月 30 日於南韓舉行之美中經貿峰會後，雙方同意就關稅與出口

管制措施採取緩和措施 (White House, 2025c)，包括美國暫停實施

以股權關係認定擴大受出口管制實體之「關聯規則」 (Affiliates 

Rule)，62 以及中國暫停其於 2025 年 10 月 9 日宣布之稀土出口管

制措施；再加上美國 2025 年 12 月同意於特定條件下允許先進 AI

晶片 Nvidia H200 對中出口的政策調整，均顯示相關管制措施具有

高度政策彈性且難以預測 (時間軸請詳參表 2)。63 整體而言，此種 

 
61 1962 年貿易擴張法 (Trade Expansion Act of 1962) 第 232 條 (§ 232, 19 U.S.C. § 

1862) 授權美國商務部就特定產品之進口是否「威脅或損害美國國家安全」(threaten 

to impair the national security) 進行調查與認定。依該條規定，調查由商務部執行，

實務上係由其下之 BIS 負責，並須評估進口對國防所需產業能力、國內生產、就業與

技術競爭力之影響。倘商務部認定相關進口構成國安威脅，該條第 (c) 項進一步賦予

美國總統裁量權，得「決定其認為為避免該等進口威脅或損害國家安全所必要之進口

調整措施」(determine the nature and duration of the action [. . .] to adjust the 

imports)，包括加徵關稅、設定配額或採取其他進口調整措施。 
62 One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed 

Entities, 90 Fed. Reg. 50,857 (Nov. 12, 2025). 
63 美國將允許 Nvidia 之 H200 晶片向中國出口，並針對該等銷售收取 25% 費用。報

導指出，白宮官員補充說明 H200 對中出貨須先運至美國接受安全審查，美國政府將

於臺灣製造之晶片進口環節課徵 25% 稅賦，並限制僅能轉售予經核准之商業客戶；

而更先進的 Blackwell 與 Rubin 仍全面禁止出口，以維持美國在高階 AI 計算之技術

代差，惟中國監管人士表示採購量可能受限，中國政府仍傾向以本土華為 AI 晶片替

代，以降低對 Nvidia 依賴 (Nellis et al., 2025; Horowitz et al., 2025; Z. Wu, 2025)。 
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表 2  半導體出口管制重要事件發展時間軸 

時間 重要事件 

1949 年 CoCom 成立作為美蘇冷戰下戰略物資管制協調機制 

1994 年 CoCom 解散並正式停止運作 

1996 年 後冷戰時期瓦聖納協議正式運作 

2018 年 美國制定出口管制改革法授權對新興與基礎技術之加強管制 

2019 年 華為等中國科技公司列入美國實體清單 

2020 年 
美國商務部 BIS 修訂外國直接產品規則 (FDP 規則) 以擴張適用以
美國技術／軟體製造之外國產品 

2020-
2024 年 

美國商務部 BIS 出口管制規則持續升級：FDP 規則擴張、全面半導
體管制包含設備管制、補強規避執法、擴張至量子／GAAFET 等技
術管制、友盟複邊許可制度等 

2025 年 
1 月 

拜登政府 BIS 公布 AI 擴散框架建立三層級全球管制架構 

2025 年 
5 月 

川普政府撤銷 AI 擴散框架並改採以雙邊談判為主之取徑 

2025 年 
7 月 

美國白宮發布 AI 行動計畫，以加速創新、建設基礎設施、主導國際
AI 外交與安全為主軸 

2025 年 
12 月 

美國召開「矽盛世峰會」並與澳大利亞、以色列、日本、韓國、新加
坡、英國簽署矽盛世宣言以推進共同繁榮、科技發展及經濟安全 

2026 年 
1 月 

美國與臺灣發布「美臺經濟安全合作聯合聲明」，臺灣作為非簽署方
參與者支持矽盛世宣言相關原則並與簽署方密切合作 

資料來源：作者彙整。 

 

在強化單邊或準單邊工具與階段性緩和之間反覆調整的治理模

式，進一步提高了美中科技與經貿競爭情勢下多邊治理路徑的不 
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確定性 (Anderson et al., 2025; Fechner et al., 2024)。 

二、新興跨國合作取徑： 

平衡「成員數」與「正式性」的制度設計挑戰 

由於近年經貿多邊協議談判日益困難，各國多轉而探索並採取

各種新興的正式與非正式合作安排 (Claussen, 2022: 381-383)。其

中，以特定議題或關鍵產業為核心的複邊 (plurilateral) 與小多邊 

(minilateral) 形式的合作更受重視，64 國際經貿治理隨之由強調普

遍包容性，轉向透過有限成員建立關鍵少數之合作，國際社群尋求

多邊體系解方之投入下降已是現實。另一方面，美國作為戰後多邊

經貿秩序之主要建構者，其制度承諾的可信度亦逐步受到盟國與開

發中國家的審慎檢視，其一，美國以中國長期不公平貿易競爭為由，

堅持主張 WTO 無權審查會員國之安全措施，並持續阻擋上訴機構

法官任命，致使爭端解決體系實質癱瘓  (李貴英， 2021: 4; 

Hopewell, 2024; Rockwell, 2024)，此一作法已對多邊規則之可執

行性造成深遠影響；其二，美國內部政治輪替所引發之政策反覆，

使盟國對其長期制度承諾產生疑慮；即便對中強硬在美國已形成跨

黨派共識，川普政府於第二任期所展現之交易式且高度不確定的外

交與經貿政策風格，仍進一步放大傳統盟友對美國政策可預測性的

焦慮 (Foster, 2025; Meltzer, 2025; Svoboda, 2025: 582)。此一信

任危機，亦反映在美國於 2025 年 12 月初低調發布之新版《國家安

全戰略》中，該文件不僅大幅否定美國自身所主導之戰後國際秩序 

 
64 「複邊 (主義)」(plurilateralism) 一詞在廣義上自然不限於 WTO 內的複邊協定之取

徑，其用法亦涵蓋其他多邊主義以外、但雙邊主義不足以概括的合作形式。在國際關

係與國際法文獻中，複邊常被用來描述一組有限但多於兩國的參與者，針對特定議題

領域進行制度化合作 (例如 Covington, 2024)。 
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(White House, 2017: 1)，更以門羅主義 (Monroe Doctrine) 之「川

普推論」(Trump Corollary) 為基礎，宣示將安全重心轉回西半球，

並以明顯的反自由派 (illiberal) 語調批評歐洲「文明消亡」(civi-

lizational erasure)，引起跨大西洋盟友驚詫與反彈，成為美國領導

角色轉變的具體例證 (Anderson et al., 2025)。 

在此背景下，如何探尋並設計有實質意義的跨國合作取徑極為

不易。美國於當前國際出口管制體系中難以同時滿足「主導全面多

邊秩序」與「維持高度政策自主」兩項目標，其既無法重回冷戰時

期憑藉單一否決權制度與壓倒性經濟優勢所形成之主導地位，同時

又面對遏制另一科技強權發展野心之重大需求，誠如前述，在此結

構性張力下，美國遂逐漸轉向一種以單邊措施為核心、並輔以小多

邊或複邊合作之治理路徑。此種策略一方面保留美國在關鍵領域迅

速施壓與調整政策的空間，另一方面則試圖透過有限成員之制度安

排，降低全面多邊協調的政治與制度成本，惟在美中科技創新競爭

與多國雙邊貿易談判高度交織的複雜情勢下，為強化半導體供應鏈

掌控與經濟安全，美國勢將透過各種層次之政策工具，以求達成最

大效果，重整既有多邊出口管制體系或建立新的協調制度皆為其手

中可能選項，本文以下詳細分析以為路徑初探。 

(一) 瓦聖納協議多邊體系的俄羅斯難題 

在既有制度架構中，瓦聖納協議仍為最主要的軍民兩用技術國

際出口管制框架，惟其自願性質與共識決設計，使其在當前高度政

治化與安全化的科技競爭環境中，逐漸顯露出執行力與調適能力不

足之問題。雖過往曾有倡議嘗試透過改革瓦聖納協議來解決現行框

架有效性不足的問題，但在現實面仍無法推行。例如，2024 年 1 月

第五次美歐貿易科技委員會中提出「瓦聖納減 1」策略 (“Wassenaar 
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Minus One” strategy)，該策略的其一作法則是將俄羅斯排除於瓦聖

納協議之外 (Junusova & Reinsch, 2024)。另外，亦有論者則提議

在瓦聖納協議的基礎上建立所謂瓦聖納協定 (Wassenaar Treaty)，

除將自願性協議提升至協定層次、縮減至僅涵括在半導體供應鏈佔

據關鍵角色的國家 (如德、日、荷、南韓與臺灣)，並加強協定決策

對成員之拘束效果，以提高整體出口管制之可執行性  (Brunel, 

2023: 33, 48)。同時亦認為，相對瓦聖納協議所處理的廣泛軍民兩

用技術領域，此協定最初應限縮為僅關注半導體技術領域 (48)。最

後，為確保敵對國家無法近用受管制項目，其更提議如同 CoCom

一般，給予成員類似的否決擬欲出口申請的權力，除提升出口管制

措施的有效性外，亦使各國得處於一公平競爭的環境，蓋成員國在

對特定半導體技術或材料對中國出口進行限制時，不會遭其他國家

趁虛而入而處於不利地位 (48)。 

儘管試圖為現行的多邊制度困境提出解方，這些倡議實際上難

以實現。瓦聖納減 1 策略中將俄羅斯移除瓦聖納協議的作法，將會

面臨國際實踐缺乏相關先例、程序運作上有窒礙難行處等挑戰，如

論者即指出依照瓦聖納協議現行的運作模式，將俄羅斯排除的提案

將需獲得「所有」成員的同意，但俄羅斯即不會同意此類將其排除

的提案 (Benson & Mouradian, 2023; Junusova & Reinsch, 2024)。

而就算順利將俄羅斯排除，也可能產生地緣政治的連帶效應，而使

其他國家開始放棄遵守、甚至退出此框架，進而對瓦聖納協議的正

當性與有效性產生影響 (Benson & Mouradian, 2023)。就建立「瓦

聖納協定」之倡議而言，該倡議除將 CoCom 中各成員國對他國擬

欲出口之申請的否決權力納入，更進一步超越既有不論是 CoCom

或瓦聖納協議皆僅作爲軟法框架的設定，將層級提升到「協定」層

次，使參與國因此負有遵守協定的國際法義務 (Brunel, 2023: 48)。
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儘管此類協定的倡議有可能提高成員採取出口管制措施的有效性，

此類倡議所具有的高度拘束性反而將因無法獲得各國同意而無法實

現。畢竟，目前美國已無法藉由多邊體系完全主導出口管制合作，且

國家安全逐漸與經濟、技術安全逐漸匯流，難以想見各國在半導體出

口管制議題上，仍會有意願加入具強制拘束力的協定機制。 

(二) 美國單邊取徑的極限與鬆動：友盟間管制協調實踐 

改革既有多邊出口管制體系雖然希望渺茫，但美國亦意識到單

邊採取出口管制措施並非長期解方，因此亦開始積極透過國際與國

內層次的各種手段促進國際合作。川普政府在其所發布之「美國 AI

行動計畫」中，亦指出需鼓勵發展利用誘因與政治籌碼，以吸引關

鍵同盟去跟隨美國的管制措施；並在面對友盟藉由不採取類似管制

措施，而使其內國企業因此獲得更多商業機會的情況，指示使用

FDP 規則與次級關稅等內國法工具以達成更好的國際結盟 (White 

House, 2025b: 21-22)。此作法凸顯美國的出口管制實踐仍需要盟

國的配合，協調出口管制的需求與動能仍然存在，同時該行動計畫

亦明確指出美國在未來仍會持續擴大利用協議與各式內國法工具，

藉以威脅、利誘各國採取類似出口管制措施。 

未來探尋可行且有效的合作取徑，則需針對協調框架中的「成

員數」與「正式性」兩重要的面向審慎考量。首先，就成員數而言，

某一協調框架參與的成員越多，當其得以達成共識、做成決定，理

論上能夠使出口管制的協調更為有效且更具正當性  (Stewart, 

2023: 45)，但就現今國際秩序而言，如何在出口管制議題上，使眾

多利益不一致甚或具衝突的成員國間能夠達成共識，短期內似仍是

一幾近不可能的挑戰 (Junusova & Reinsch, 2024)。因此，近年多

數作法與倡議皆開始傾向縮小參與成員數、以複邊協議或迷你體系
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的方式，藉由理念相近國家之間的合作，嘗試推進盟國間管制措施

的一致性。除美歐 TTC、Chip 4 聯盟、美日韓商務與產業部長會議

與 2023 年 1 月美日荷所締結的協議等外，七大工業國集團 (Group 

of Seven; G7) 在 2023 年 5 月亦首次針對經濟韌性與經濟安全發布

聲明，承諾將會將其所採取的經濟安全行動建立在「維護並改善良

好運作、以規則為基礎的國際秩序」(European Council, 2023)，2024

年則更進一步建立半導體聯絡點小組 (Point of Contact Group)，致

力於促進 G7 成員間的資訊交換與最佳實踐 (G7 Italia, 2024: para. 

32)， 65 上述作法皆為此類取徑的成果  (Benson & Mouradian, 

2023; Junusova & Reinsch, 2024)。 

而就合作取徑的正式性程度而言，前述既有的協調框架若能夠

更近一步被正式化，並將半導體供應鏈中的關鍵友盟納入 (Benson 

& Mouradian, 2023)，則有可能建立一個新的國際出口管制協調的

基礎框架。惟此取徑似乎並不被現任川普政府所偏好，儘管強調需

要增加出口管制的國際結盟倡議，以促進對 AI 技術的複邊管制，

川普政府目前主要偏好的談判路線是藉由與個別國家分別達成非

正式協議的貿易策略，以將其所握有之籌碼 (不論是關稅或出口管

制措施) 最大化：如川普於出訪波斯灣國家後，則與阿聯酋與沙烏

地阿拉伯等國分別達成協議，使這些國家於未來幾年能夠更穩定近

用先進晶片，並在當地建造最先進的 AI 資料中心 (Phillips-Robins 

& Winter-Levy, 2025b)，66 隨後並宣布撤銷 AI 擴散框架 (2025c)。

 
65 該小組計劃將會與 OECD 的半導體非正式交換框架 (Semiconductor Informal Ex-

change Network) 合作，就會對半導體產業造成影響之議題的資訊進行交換，此包含

但不限於：競爭前 (pre-competitive) 產業研究與優先發展事項、永續製造、非市場政

策與實踐的影響與危機協調管道。 
66 據報導，美國將會允許阿聯酋每年購買等同於 50 萬個最先進的 Nvidia AI 晶片的計

算力，而該國的 AI 領導企業 G42 將會與數間美國企業合作，在阿布達比建造大型的
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則儘管可能願意藉由與單一或少數個國家進行協商促使其採取與

美類似的管制，美國近期是否有政治動能去進一步將這些分散的政

治協議，轉化爲一正式運作的機制，則不無疑義。值得留意的是，

正式性程度乃一光譜程度關係，並非「正式」與「非正式」二元極

端關係。在新興科技迅速發展與地緣政治變遷的脈絡下，「非正式」

的優勢在於不強調必須透過談判簽署條約協定、創設國際多邊或雙

邊組織等需要累積高度政治動能，但又無法提供政策彈性或靈活管

制空間的傳統路徑。 

(三) 跨國合作之可能取徑： 

小多邊、非正式、軟性、部門性框架 

另一可能的作法乃是美國延續使用其內國法所建立的許可系

統，作為與盟國未來談判的籌碼，對實施同等管制的友盟給予許可

例外，此取徑相較於前述所討論的修正既有多邊管制框架、或在出

口管制領域形塑新的正式框架等取徑而言，對美國與其盟友而言乃

是相較而言更具彈性的作法。而此取徑若能成功，將能夠成為盟國

之間的「事實上」(de facto) 小型多邊合作框架，使美國與盟友能夠

有效就其出口管制措施進行協調 (Junusova & Reinsch, 2024)。 

然而，此類取徑的有效性仍取決於美國與其友盟是否能夠正

確、即時地對關鍵技術的發展與競爭市場進行追蹤與評估，以避免

關鍵參與者遭排除，或使具有國安風險的關鍵技術在出口管制框外

恣意發展 (Junusova & Reinsch, 2024)。此外，盟國的合作意願亦

 
AI 資料中心；而沙烏地阿拉伯達成的協議則與前者有所不同，在總價值達 6,000 億

的經濟協議中，沙烏地阿拉伯新成立的 AI 公司HUMAIN 將於 2026年開始，與 AMD

進行五年的合作以部署大型的 AI 基礎建設，而目前已獲准訂購 18,000 個 Nvidia 最

先進的 AI 晶片。協議的詳細內容請參考 Patel et al. (2025)。 
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是一大問題，當美國在利用其內國法說服或施壓友盟跟隨其採取策

略時，則無可避免會因此類單方措施對他國主權與未來國力發展的

干預，產生政治與外交上的風險 (Phillips-Robins & Winter-Levy, 

2025a)。在缺乏意見交流的單方施壓情況下，盟國可能會對美國的

出口管制措施是否的確出於國家安全之考量產生懷疑，而擔憂此類

政策背後真正的動機乃是源於經濟考量 (Bown, 2020a: 302)。再

者，川普所偏好的雙邊協議方式，亦可能會因此類協商方式相較多

邊或小多邊談判模式，將使相對於美國談判能力較小的國家必須做

出過多讓步 (一般性的討論，請見 Blum, 2008: 323)，而降低這些

國家與美國進行協商的意願 (例請見 Lewis, 2011: 20)；因此，若多

邊模式不可行，小多邊模式仍應較雙邊模式對小國有利。 

而當美國與其重要友盟的關係產生損害時，這些國家有許多方

法能夠降低合作的速度，從明確拒絕對美國後續所施加的額外限制

措施進行配合、更甚撤回既有之限制，到拖慢出口管制正式實施的

時程，再到在實際執行時「寬鬆」地實施出口管制措施，這些手段

皆能使中國晶片製造者能夠利用這些出口管制執行框架的漏洞，而

快速累積其半導體與 AI 實力  (Allen & Goldston , 2025: 11; 

Brunel, 2023: 28-29; Phillips-Robins & Winter-Levy, 2025a)。同

時，美國若自己亦將出口管制作為與中國談判的籌碼，其也會對於

友盟配合其出口管制的意願產生影響  (Chorzempa, 2025)，例如

2025 年 7 月，報導指出川普政府撤回其先前在 4、5 月分別對中國

所施加 Nvidia H20 晶片與 EDA 銷售與出口禁令，並指示商務部暫

時避免推出新的管制政策，種種對中放軟態度的行動皆被外界解讀

為意在確保其能夠在當時與中國政府的談判中取得談判優勢 (Liu, 

2025; “Trump Pauses Export Controls,” 2025)。儘管川普政府仍稱

會維持對於最先進的晶片與技術的管制，且 BIS 仍會對於對中銷售
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H20 的出口許可申請進行個案審查  (Center for Strategic and 

International Studies, 2025)，川普政府此類作法則可能會提高與盟

國合作的難度，蓋因友盟並不確定其會在對中的出口管制上採取多

強硬的立場 (Chorzempa, 2025)。 

在此類取徑下，美國與其友盟建立穩健的合作關係能夠提高盟

國配合的意願，在此方面或許可考慮建立小多邊、非正式、軟性的

部門性 (sectoral) 合作機制 (Svoboda, 2025: 582)，將在供應鏈占

據關鍵節點且理念相似的盟國聚集在一起，就出口管制的議程設

定、規則協商制訂與執行、資訊交換與戰略一致性透過對等參與共

同協調、並負有共同義務等制度化安排，並提供各國彼此間進行務

實對話、規劃合作的溝通管道，使其能夠成為達成一更可長期維持

且安全的技術產業聯盟 (Lin & Liu, 2025)。小多邊架構能緩減集體

行動成本，並透過部門性限縮議題，使友盟國管制協調之風險可預

期，相對於多邊體系如瓦聖納協議之全議題綁定，降低合作門檻。

其中，美國須釋出善意使盟國認識到參與與配合美國措施所具有的

好處，除允許有同等管制的國家能有享有許可證豁免的待遇，其抑

或可以在 BIS 制定出口管制措施的階段即將相關資訊共享予盟國，

並給予其先行表達意見的機會，如此設計亦可促進美國與他國在出

口管制措施上的意見交換與相互理解，並加快框架中盟國採取等同

管制的速度。 

拜登政府所建立之 Chip 4 聯盟，為目前較為接近小多邊、非正

式、軟性的部門性的合作機制，高度聚焦於半導體製造之關鍵節點

東亞三國與美國之非正式溝通平臺，成員數極少因而有利多邊管制

平臺快速對話協調。聚焦日本、南韓、臺灣三國，除拜登政府強調

的價值相近民主國家合作模式外，乃因美國有高度誘因縮減溝通時

間延遲，針對最終製造與設備端把關，避免造成前述規避管制的問
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題。然而，Chip 4 聯盟屬於非正式性合作之極端，並無固定經費支

撐、無官方機構扮演類似秘書處之角色，因此晶片四方聯盟線上會

議後並無實質推展，加上南韓似受到中國壓力而不願積極協作 (E. 

Kim, 2022)，對於出口管制合作成效有限。 

另一個較接近小多邊、非正式、軟性的部門性的合作機制，則

是美國於 2025 年 12 月召開「矽盛世峰會」(Pax Silica Summit) 後，

與各國所簽署矽盛世宣言 (Pax Silica Declaration) 並成立矽盛世

倡議 (Pax Silica Initiative) 平臺 (Pax Silica, n.d.)，目的在於長期穩

固半導體、數位基礎設施、能源、稀土與關鍵礦物、聯合投資等面

向的供應鏈韌性合作，共同確保經濟安全。矽盛世倡議平臺亦屬非

正式、軟性的機制，透過承諾宣言中揭示的主要原則促進合作。相

較於 Chip 4 工作小組形式之運作，矽盛世倡議平臺由美國國務院

提供類似秘書處行政支援，並有專項經費配置來支持定期部長級會

議，制度穩定性較為健全。不過，就涵蓋範圍而言，矽盛世倡議遠

較 Chip 4 為廣，不僅合作議題不限於半導體部門而延伸至能源、稀

土與關鍵礦物、聯合投資、數位基礎設施等諸多部門，簽署方更包

含澳洲、芬蘭、希臘、印度、以色列、日本、挪威、卡達、南韓、

新加坡、瑞典、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、英國等十多個國家 (Pax 

Silica, n.d.)，並非聚焦於半導體關鍵節點的具體管制相容性，而是

與川普政府的交易性 (transactional) 外交合作與強調美國投資更

為相關。因此，本文認為矽盛世倡議平臺，在目前的運作模式下，

仍不易就半導體出口管制達成高度的管制趨同或協調效果。 

一個真正的小多邊、非正式、軟性的部門性的半導體出口管制

合作機制，應原則限定在具體部門的管制協調工作，並在會員數上

避免過於發散而未聚焦關鍵節點的國家。美國的嚇阻與政治經濟壓

力，能仍在非正式、軟性義務條件下敦促參與成員遵循，但一定程
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度的制度化 (例如前述類似秘書處的行政支援、特定層級官員參與、

專項經費配置等)、聚焦關鍵少數，方能發揮長期的管制合作效果。

就此，若能於矽盛世倡議平臺的框架下，針對半導體出口管制建立

一個小型 (聚焦關鍵節點國家參與之) 工作小組，形式上有對等參

與議程設定、資訊交換與規則協商並負有共同義務等制度化安排 

(而非單純美國制定規則後由友盟單方接受)，美國主導的管制協調

將更具正當性，並有效調和不同管制議程與標準，提高友盟合作速

度，降低他國利用管制漏洞進行規避的機會，促成長期的合作機制。

此一友盟間半導體合作機制，並非解決一切問題之萬靈丹，亦非能

立即「取代」美國的單邊取徑，而是「補強」其欠缺的小多邊友盟

參與、資訊共享、管制經驗學習及利益平衡等，提供更高的正當性

與有效性，作為長期穩定的治理基礎。短期而言，美國仍將 (或仍

須) 維持大部分的單邊措施或是雙邊協議以回應急迫之國家安全與

經濟安全考量 (雖如前述已有許多管制標準不一、執法參差缺漏、

協調時間延誤等問題)；但中長期而言，單邊取徑之邊際效益在中國

反制措施與友盟管制兩難下持續遞減，前述模式應是較能長期穩定

合作之理性選擇。 

伍、結論 

半導體的出口管制措施在國際 AI 治理與各國未來的國力競爭

上扮演重要的角色。而在中美強權競爭的脈絡下，美國為要盡可能

擴大與中國之間的半導體與 AI 技術差距，則不論是在貿易或是出

口管制議題上皆逐漸轉向擁抱單邊主義，而對於既有多邊、以規則

為基礎的國際秩序帶來挑戰與破壞。惟在半導體供應鏈全球化且緊

密交織的背景下，美國的出口管制措施儘管始於單邊行動，其若需

在長期維持其有效性並強化其正當性，仍需要與盟國的合作，因此
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如何在此單邊主義常態化的全球秩序中，探索可能的合作路徑，乃

是本文主要的研究目標。 

在川普 2.0 時代下，美國仍可能會維持目前以內國法單邊採取

出口管制措施，並輔以與各國建立雙邊、非正式協議的方式，盡可

能地與盟友就出口管制策略進行協調，而美國與歐盟在 2025 年 8

月 21 所公布之「互惠、公平與平衡貿易協議框架」(Framework on 

an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade) (European 

Commission, 2015)，亦再次凸顯此取徑至少在短期內仍會是川普政

府主要的發展策略。惟就中長期的發展而言，一個將占據半導體供

應鏈關鍵節點的國家納入的小多邊、非正式、軟性的部門性合作機

制則可能是一個更具穩健性且更有效的策略選項。此策略首先，得

作為美國釋出善意的管道，避免產生美國長期過度使用施壓手段及

過度採取交易主義策略，而導致盟國心生不滿而再加以配合的景

況。其次，參與國在此類小多邊機制所達成之出口管制協議，相對

於雙邊乃至單邊措施則更具有正當性，同時因所有成員已達成共

識，其亦可以加快各國採取此類措施的速度，降低他國利用各國施

行前的空窗期以大量囤貨的機會。再者，此類框架亦可能得減緩美

國僅以雙邊協議、個別協調各國出口管制措施上所可能產生的管制

漏洞。最後，此類小多邊框架若能夠有效運作，後續亦可以擴大將

其他經濟安全工具 (如人才與資金流動的規範乃至產業政策等) 納

入討論，朝向達成更持續且安全的科技－產業同盟前進。 

而臺灣應如何在此變動極大的地緣政治環境下自處？儘管自

美中貿易戰開打以來，面對美國不斷施壓臺灣跟上其日益嚴格的管

制步調，臺灣於近年乃積極修正國家安全法與兩岸人民關係條例，

增加對被列為國家核心關鍵技術 (如 14 奈米以下製程之 IC 製造技
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術與特定封裝與晶片安全技術) 的智財保護，及人才赴陸的限制。67 

惟上述作為主要屬營業秘密制度的管制，我國於出口管制制度方

面，自美中貿易戰開始以來並無作出太多實質性的改變，面對美方

日益趨嚴的出口管制措施，多以呼籲企業遵守「美國」出口管制規

定之方式進行應對 (參考如國際貿易署，2023)，68 以避免於捲入美

中衝突，則不論是在管制範圍或強度上皆遠遠不及美國  (Allen & 

Goldston, 2025: 6)。此外，台積電由所製造的先進晶片不斷在中國

產品中被發現，亦使台積電頻繁被點名為使中國能夠近用敏感半導

體技術的破口，並遭到美國調查 (例請見 Allen & Goldston, 2025: 

25; Freifeld, 2025)。 

然而，臺灣已於 2025 年 6 月，將華為與中芯國際納入其實體

清單中，要求企業須在出口予受管制實體前，事前取得輸出許可證

(國際貿易署，2025)。儘管主管機關並未在更新說明中提及美國，

而乃以參考聯合國安全理事會及友盟國家作法定期調整清單為由，

此舉係顯示出臺灣政府在靠攏美國作法上做出更強力的承諾，並因

此需要承擔更多的責任與風險 (Lin & Liu, 2025)。而臺灣在未來則

需要謹慎考慮如何利用其在半導體供應鏈上所具有的關鍵影響力，

以為其換取最大利益，包含如何將上述承諾與其他配合行動轉化為

美國對臺的實質好處。儘管重回多邊、以規則為基礎的國際秩序仍

是臺灣應重視的取徑，惟鑒於在新冷戰局勢下，多邊合作框架的復

興在可見的未來仍有重重阻礙，本文則建議政府應務實地看待國際

實踐，不宜僅抱持以多邊框架推進合作的想法，而應支持雙邊互利

 
67 請見國家安全法第 3 條與臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 9 條第 4 項之規定。 
68 經濟部亦於 2024 年舉辦說明會，邀請 AIT 官員 Ariel Joshua Leinwand 擔任講師，

向業者說明美國出口管制修正重點，以協助臺灣企業了解美國的出口管制規範 (經濟

部國際貿易署，2024)。 



442 歐美研究 

的不同合作模式，如臺美對等貿易協定 (U.S.-Taiwan Agreement on 

Reciprocal Trade) 及臺美經濟繁榮夥伴對話  (U.S.-Taiwan Eco-

nomic Prosperity Partnership Dialogue) 等，並可持續遊說美方建

立穩定的小多邊框架，藉由加強與美國及其他關鍵同盟的合作關

係，持續推進臺灣的國際參與以強化國際地位與影響力。 
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Abstract 
Rapid development of artificial intelligence (AI) and intensifying 

U.S.-China competition have elevated advanced semiconductors to core 

assets in national security and geopolitical rivalry. The postwar 

multilateral export control regime evolved from CoCom—designed to 

contain the Soviet Union during the Cold War—to the Wassenaar 

Arrangement, which emerged after the Soviet collapse with a focus on 

nonproliferation. However, the latter’s institutional design, charac-

terized by consensus-based decision-making and conflicting member 

interests, has gradually faltered in an era of rapid transformation in AI 

and semiconductor technologies. Meanwhile, the United States has 

reverted to unilateralism in export controls in the name of national 

security, and proposals for new multilateral frameworks likewise face 

significant limitations. This article provides an in-depth analysis of the 

evolution from CoCom to the Wassenaar Arrangement and the impact 

of U.S. unilateral measures on the multilateral system. Drawing on 

Taiwan’s pivotal role in the semiconductor supply chain, it 

reconceptualizes pathways for coordinating export control policies 

among democratic allies and explores potential approaches to 

transnational cooperation amid geopolitical transformation. 
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